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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FCS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.1 Genl Header (USB3_3_4)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_2)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

Power LED and Speaker Header (SPK_PLEDI)

SATA3 Connector (SATA3_4)

SATA3 Connector (SATA3_5)

System Panel Header (PANELI1)

Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
USB 2.0 Header (USB_3_4)

USB 2.0 Header (USB_5)

TPM Header (TPMSI)

COM Port Header (COM1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Thunderbolt AIC Connector (TBI1)
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1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8 USB 2.0 Ports (USB_1_2)
2 D-Sub Port 9 USB 3.1 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
3 USB 3.1 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1) 10 HDMI Port
4 LAN RJ-45 Port* 11 DVI-D Port
5  Line In (Light Blue)** 12 USB 3.1 Genl Ports (USB3_1_2)
6  Front Speaker (Lime)** 13 Antenna Ports
7 Microphone (Pink)**

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

oft No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

S REALTEK (&)

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B360 Pro4 motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent
performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality
and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock B360 Pro4 Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock B360 Pro4 Quick Installation Guide

+ ASRock B360 Pro4 Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

« 1x1/O Panel Shield

+ 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 8" Generation Intel® Core™ Processors (Socket
1151)

- Digi Power design

+ 10 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

- Intel® B360

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

+ Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

+ Max. capacity of system memory: 64GB

- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

+ 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4: single at x16
(PCIE2); dual at x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
*If PCIE3 or PCIES is occupied, PCIE4 will downgrade to x2
mode.
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 3 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)
- Supports AMD Quad CrossFireX ™ and CrossFireX"™
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU

integrated.
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Audio

LAN

Supports Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel’ UHD Graphics
DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports Triple Monitor

Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port

(Compliant HDMI monitor is required)

Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI Port

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Premium Blu-ray Audio support
Supports Surge Protection
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE



Rear Panel
1/0

Storage

Connector

+ 2x Antenna Ports

+ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

+ 1xD-Sub Port

+ 1xDVI-D Port

- 1 x HDMI Port

+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xUSB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

+ 1xUSB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

+ 2xUSB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 6 xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and

Hot Plug*
*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_5 will
be disabled.
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xM.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Supports Intel® Optane™ Technology (M2_1 only)
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x COM Port Header

+ 1xTPM Header

+ 1xPower LED and Speaker Header

+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

+ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP can
auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin)
+ 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

« DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VPPM Voltage
Multi-adjustment

+ Temperature Sensing: CPU, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Tachometer: CPU, Chassis/Water Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis/ Water Pump Fans

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

- FCC,CE
+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

B360 Pro4
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Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15



2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 Populated Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.

16
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

*If PCIE3 or PCIE5 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.

PCle Slot Configurations
PCIE2 PCIE4
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
o™ x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when

using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

Y

“ ©

Short Open

Clear CMOS Jumper 1_2 2_3
(CLRMOS1) (o o CINNNE) o o
(see p.1, No. 23) Default Clear CMOS

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,

date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header Connect the power
(9-pin PANEL1)

(see p.1, No. 15)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DUNIID,\LAJL\AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLEDI) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 12) [e][¢](e)[e) header.
] lle](e](e)
[
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors These six SATA3
(SATA3_0: connectors support SATA
see p.1, No. 11) :‘>| MEn $| data cables for internal
(SATA3_1: E l l E storage devices with up to
see p.1, No. 10) o == 6.0 Gb/s data transfer rate.
SATA3_2: — = <
( ~ z' . *If M2_1 is occupied by
see p.1, No. 9) < < .
(SATA3_3: b b a SATA-type M.2 device,
= == SATA3_5 will be disabled.
see p.1, No. 8)
(SATA3_4: *If M2_2 is occupied by
see p.1, No. 13) SATAS S SATAS 4 a SATA-type M.2 device,
[—— [—1I . .
(SATA3_5: SATA3_0 will be disabled.

see p.1, No. 14)

USB 2.0 Headers
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 18)

(4-pin USB_5)
(see p.1,No. 19)

There are two USB
2.0 headers on this

motherboard.

21



USB 3.1 Genl Header Veus There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) Inth_PA_SSRX- nape_ssex- this motherboard. This
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 7) ono maressx- [JSB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
o i P 0. support two ports.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
. GND . .
Front Panel Audio Header PRESENCE # This header is for

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 22)

R

MIC_RET
OUT_RET connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan / Waterpump 43 21 Please connect fan cables
Fan Connectors to the fan connectors and
(4-pin CHA_FAN1/WP) EAN_SPEED. CONTROL match the black wire to
(see p.1, No. 17) e it the ground pin.

(4-pin CHA_FAN2/WP) GND

(see p.1, No. 2)

(4-pin CHA_FAN3/WP)

(see p.1, No. 16)
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CPU Fan Connector This motherboard pro-
(4-pin CPU_FANI) Ao AR PEED vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) s FAN_SPEED_CONTROL (Quiet Fan) connector.
T If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector 12
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

} 13.
ATX 12V Power s s This motherboard pro-
| — |
Connector O] vides an 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4DDDD1 power connector. To use a
(see p.1, No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
Serial Port Header This COM1 header

(9-pin COM1)
(see p.1, No. 21)

supports a serial port

module.

TPM Header z % This connector supports Trusted

(17-pin TPMS1) i‘ é % . Platform Module (TPM) system,

(see p.1, No. 20) coefzosfe which can securely store keys,
5322350856

digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,

%

PCICLK
FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO
+3VSB
GND

protects digital identities, and
ensures platform integrity.

23



Thunderbolt AIC 1 Please connect a Thunderbolt™

Connector add-in card (AIC) to this

(5-pin TBI) connector via the GPIO cable.
(see p.1, No. 24)

24
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2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)
and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

25
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_5 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ 0O ] Step 2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
——

location to be used.

-©
NoE.
-©

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280

27
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

-0

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
ocz

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team

30

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB0ONS38-256GT-C
ASUB00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGWO080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
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Team
TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8PS4256GMCI105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
‘WDS$240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPClIe and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2
(16 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

/ o / Step 2

/ 0 /

Ji

, Depending on the PCB type and

3
length of your M.2_SSD (NGFF)
Q module, find the corresponding nut

location to be used.

i

——

Nut Location A B C D E

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type2280  Type 22110



a@u@@+

~©

-©

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.

B360 Pro4
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
Crucial
Intel
Kingston
Kingston
Plextor
Plextor
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

Transcend
Transcend
Transcend

V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD
WD

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle2 x4
PCle
PCle
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB00NS38-256GT-C
ASU800NS38-512GT-C
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SM2280S3
SH228083/480G
PX-G256M6e
PX-G512M6e

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
TS256GMTS400
TS512GMTS600
TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B360 Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design,
das ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dok ion ohne Ankiindigung geindert
werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktu-
alisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt.
Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benitigen, erhalten Sie auf
unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell.
Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der
ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert

1.1 Lieferumfang

« ASRock B360 Pro4-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock B360 Pro4-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock B360 Pro4-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)



1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafik-
karte

ATX-Formfaktor
Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation

Digi Power design

10-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel® B360

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-pu-Goldkontakt in DIMM-Steckplétze

2 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatze (PCIE2/PCIE4:einzeln bei
x16 (PCIE2); doppelt bei x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))

* Wenn der PCIE3- oder PCIE5-Steckplatz belegt ist, wird PCIE4
auf den x2-Modus herabgesetzt.
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

3 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatze (Flexible PCle)
Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™ und CrossFireX™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

* Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

B360 Pro4
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Audio

LAN

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-

2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-
Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-
Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein

HD-Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton

iiber den Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entla-
dung

Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE
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Riick-
blende, E/
A

Speicher

Anschluss

+ 2 x Antennenanschluss

+ 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

+ 1xD-Sub-Port

+ 1xDVI-D-Port

+ 1 x HDMI-Port

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 1x USB 3.1-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

+ 1x USB 3.1-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

+ 2x USB-3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

+ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

« 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt NCQ, AHCI

und Hot-Plugging*
* Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_5 deaktiviert.
* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

1 x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2230-/2242-
/2260-/2280-/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen3 x 2 (16 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie (nur M2_1)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

« 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

« 1 x TPM-Stiftleiste

« 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste

« 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
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+ 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, und CHA_FAN3/WP
konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter ver-
wendet wird.
+ 1 x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
« 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unter-
stiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
» 1x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
+ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
+ DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VPPM Mehr-
fachspannungsanpassung

Hard- + Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-/Wasserpumpen-
wareiiber- Liifter
wachung - Liftertachometer: CPU-, Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter

+ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehduse-/
Wasserpumpen-Liifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-/Wasser-
pumpen-Liifter

. Spannungsﬁberwachung: +12V,+5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Betrieb- « Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

ssystem

Zertifi- - FCC,CE

zierungen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com
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Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-
Einstell die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung

e

biot, 7

n zdhlen, besti Risiken verb

von Ubertaktungswerkzeugen von Drit
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche
Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-
Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt
einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen” sind,

wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

| - l;_
W W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper 1_2 2_3
(CLRMOS1) o o [5) [o o

Standard 5
(siehe S. 1, Nr. 23) CMOS lsschen

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen
und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schliefen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOSI1 5 Sekunden
lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach
der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann
vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit

und Benutzerstandardprofil nur geléscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt

wird.



1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

A

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidi-
gen.

Verbinden Sie Ein-/
Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend

der nachstehenden

HDLED- . . .
HDLED+ Pinbelegung mit dieser

Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Com-
puter iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Thres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

B360 Pro4
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Betrieb-LED- und SPEAKER Bitte verbinden Sie
Lautsprecher-Stiftleiste DU,\/?“L:QA MY die Betrieb-LED des
(7-polig, SPK_PLED1) +5V | Gehiuses und den
(siehe S. 1, Nr. 12) o 8 8 8 Gehiuselautsprecher mit
1
f dieser Stiftleiste.
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial-ATA-III-Anschliisse Diese sechs SATA-III-
(SATA3_0: Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 11) ST i o SATA-Datenkabel fiir
(SATA3_1: E l l E interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 10) o= =0 einer Dateniibertragungsge
(SATA3_2: ° A A - schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
iehe S. 1, Nr. 9 2 2

siehe r.9) 2 [ E * Wenn M2_1 durch ein
(SATA3_3: h =l =l v .

SATA-Typ-M.2-Gerit
siehe S. 1, Nr. 8) . .

belegt ist, wird SATA3_5
(SATA3_4: SATAS 4 deaktiviert

ATA. eaktiviert.
siehe S. 1, Nr. 13) SATAS 5 —
[——| [[—I " .

(SATA3_5: Wenn M2_2 durch ein
siehe S. 1, Nr. 14) SATA-Typ-M.2-Gerit

belegt ist, wird SATA3_0

deaktiviert.
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei USB-2.0-

5.

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 18)

(4-polig, USB_5)
(siehe S. 1, Nr. 19)

P-
USB_PWR

GND
P+

P-
USB_PWR

Stiftleisten an diesem
Motherboard.



USB 3.1 Genl-Stiftleiste
(19-polig, USB3_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Es gibt eine Stiftleiste an
diesem Motherboard.
Diese USB-3.1-Genl-
Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

B360 Pro4

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

GND

PRESENCE #
MIC_RET
OUT_RET

Diese Stiftleiste dient
dem Anschlieflen von
Audiogeriten an der
Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehdiuse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording
Volume (Aufnahmelautstirke) an.

Anschluss fir Ge-
hauselifter /
Wasserpumpenliifter
4-polig, CHA_FAN1/WP)
siehe S. 1, Nr. 17)

4-polig, CHA_FAN2/WP)
siehe S. 1, Nr. 2)

4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 16)

~ o~ o~ o~~~
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FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Bitte verbinden Sie die
Liifterkabel mit den
Liifteranschliissen; der

schwarze Draht gehért zum

Erdungskontakt.
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CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-
Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard
bietet einen 24-poligen
ATX-Netzanschluss.

Bitte schlieflen Sie es zur
Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-
12-V-Netzanschluss. Bitte
schlie3en Sie es zur Nut-
zung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir
serielle Ports.



TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

%

z

z g

<

EXS] z
1<
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PCICLK
FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

B360 Pro4

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale Zer-
tifikate, Kennworter und Daten
sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der
Stirkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen und
gewihrleistet die Plattforminteg-

ritat.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 24)

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem

Anschluss.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock B360 Pro4, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

contenu de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications
du présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock
sans notification préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre
carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous
utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est égale-

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le

ment disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.
com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B360 Pro4 (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B360 Pro4

» CD dassistance ASRock B360 Pro4

+ 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)



1.2 Spécifications

Plateforme Facteur de forme ATX
Conception & condensateurs solides
Processeur Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel®
Core™ (socket 1151)
Digi Power design
Alimentation a 10 phases
Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset Intel® B360
Mémoire Technologie mémoire double canal DDR4
4 x fentes DIMM DDR4
Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC
DDR4 2666/2400/2133
Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)
Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB
Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15 sur fentes DIMM
Fente 2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2/PCIE4 :simple en
d’expansion mode x16 (PCIE2), double a x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* Si PCIE3 ou PCIE5 est occupé, PCIE4 passe en mode x2.
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
«+ 3 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™"
+ 1 xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules
WiFi/BT type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)
Graphiques * La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

B360 Pro4
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Audio

Réseau

Prend en charge la technologie Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals : Intel” Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)
et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel®
Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD
Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits
(Encodage uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage
uniquement)

Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution
maximale de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution
maximale de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep
Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec
port HDMI (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d’utiliser
un module audio HD pour panneau frontal et d’activer la
fonction audio multicanal via le pilote audio.

.

.

Compatible audio Blu-ray Premium
Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE
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Connectique
du panneau
arriere

Stockage

Connecteur

« 2Xxports antenne

+ 1x port souris/clavier PS/2

+ 1xport D-Sub

« lxport DVI-D

« 1xport HDMI

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

« 1xport USB 3.1 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre
les décharges électrostatiques)

« 1xport USB 3.1 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre
les décharges électrostatiques)

« 2xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

« 1 xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur
avant / microphone

+ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les

fonctions NCQ, AHCI et « Hot Plug »*
* §i M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_5 est désactivé.
*Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules
M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M
et M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

+ 1xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 et M.2
PCI Express touche M jusqu'a Gen3 x2 (16 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™™ Technology (M2_1
uniquement)

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de
démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1xembase pour port COM

+ 1xembase TPM

+ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur

+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
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Caractéri-
stiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

Certifications

3 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de
2A (24 W).

* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, et CHA_FAN3/WP peu-
vent détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4

broches est utilisé.

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches

1 x connecteur audio panneau frontal

1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches)

2 x embases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Pro-
tection contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.1 Genl1 (2 ports USB 3.1 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension DRAM, PCH 1,0 V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VPPM

Détection de température : Ventilateurs de CPU / chassis /
pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU / chassis /
pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d'apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU / chassis / pompe a eau

Controéle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs
de CPU / chassis / pompe a eau

Surveillance de la tension dalimentation : +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA,
VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre af-
fectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphéri-
ques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun
cas étre tenus pour 1 bles des d éventuels pr

P

qués par loverclocking.

¢

Francais
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est
«ouvert ». Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont

« court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

_ - l;_
W G W

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1_2 2_3

(CLRMOS1) o o ) e o

(voir p.1, No. 23) Par défaut Fonction Clear CMOS

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOS1
pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir
mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apres une mise a
jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramétres mot de passe,
date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la
pile de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Embase du panneau sys-

teme

(PANNEAUT1 a 9 broches)

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez

JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon

de cavalier sur ces embases ou connecteurs endo era irrémédiabl votre carte

mere.

Branchez le bouton de
mise en marche, le bouton

de réinitialisation et le

(voir p.1, No. 15) 1 témoin détat du systéme
P Y
présents sur le chassis
HDLED-
HDLED+ sur cette embase en

respectant la configuration
des broches illustrée
ci-dessous. Repérez

les broches positive et
négative avant de brancher
les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le

bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonc-
tionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou
hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de
réinitialisation, d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque
dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre
chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
et haut-parleur DU,\/?“L:QA MY d'alimentation du chas-
(SPK_PLED]1 a 7 broches) +5V | sis et le haut-parleur du
(voir p.1, No. 12) e)(e][e)[e) chassis sur ce connecteur.
1L_Q[0|O
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 Ces six connecteurs
(SATA3_0: SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 11) $| RN zl avec les cables de données
(SATA3_1: E l l E SATA pour les appareils de
voir p.1, No. 10) o ==l stockage internes avec un
(SATA3_2: ° A A - taux de transfert maximal
voir p.1, No. 9) g l l g de 6,0 Go/s.
(SATA3_3: & 1= Bl & . ,
*8i M2_1 est occupé
voir p.1, No. 8) trivhérique M.2
ar un périphérique M.
(SATA3_4: P perip d
. SATA3 5 SATA3 4 type SATA, SATA3_5 est
voir p.1, No. 13) - — L,
T——) [[——1 désactivé.
(SATA3_5:
voir p.1, No. 14) *Si M2_2 est occupé
par un périphérique M.2
type SATA, SATA3_0 est
désactivé.
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend
B

(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

(USB_5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 19)

deux embases USB 2.0.
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Embase USB 3.1 Genl vous Cette carte mére comprend
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 a 19 broches) IntA_PA_SSRX- naPe_ssRx+  pn connecteur. Cette
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) ene mapesse - embase USB 3.1 Genl peut
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
niapasSTX eno prendre en charge deux
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+ POl’tS.
IntA_PA_D+ Dummy

ND
PRESENCE #

Embase audio du panneau
MIC_RET

Cette embase sert au

frontal OUT_RET branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 audio au panneau audio
p
1
broches) ouT2 L frontal.

(voir p.1, No. 22)

S

dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

N

panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

43 21
Connecteur ventilateur

chéssis / ventilateur pompe
FAN_SPEED_CONTROL

aeau CHA_FAN_SPEED
(CHA_FAN1/WP a4 e
broches)

(voir p.1, No. 17)
(CHA_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 2)
(CHA_FAN3/WP a4
broches)

(voirn1 Na 16)

Veuillez brancher les cébles
du ventilateur sur les
connecteurs du ventilateur,
puis reliez le fil noir a la
broche de mise a terre.
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Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Cette carte meére est dotée
d’un connecteur pour
ventilateur de processeur
(Quiet Fan) a 4 broches.
Si vous envisagez de con-
necter un ventilateur de
processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte mere est
dotée d’un connecteur
dalimentation ATX a 24
broches. Pour utiliser une
alimentation ATX 4 20
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mere est
dotée d’un connecteur
dralimentation ATX 12V
a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 21)

DDCD#1

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

Cette embase COM1 prend
en charge un module de
port série.



Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 20)

%

GND

PCICLK
FRAME
PCIRST#

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

S_PWRDWN#

LAD1
GND

LAD3
+3V
LADO

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

B360 Pro4

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

l'intégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TB1 a 5 broches)

(voir p.1, No. 24)

Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™ (AIC) a

ce connecteur via le cable GPIO.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B360 Pro4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piti
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://
www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock B360 Pro4 (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock B360 Pro4

+ CD di supporto ASRock B360 Pro4

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

. Fattore di forma ATX

+ Design condensatore solido

- Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket
1151)

+ Digi Power design

+ Potenza a 10 fasi

» Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

« Intel® B360

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

+ 4xalloggi DIMM DDR4

+ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

» Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

+ Contatti doro 15u negli alloggi DIMM

+ 2 x Alloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4:singolo a x16
(PCIE2); doppio a x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* Se l'alloggio PCIE3 o PCIE5 ¢ occupato, 'alloggio PCIE4 sara
declassato a modalita x2.
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
+ 3 xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
- Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™
+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/
BT e Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

* La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

B360 Pro4
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Audio

LAN

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel” Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D)

e MPEG-2 Full HW Encodel, Intel” InTru™ 3D, Intel”
Clear Video HD Technology, Intel” Insider™, Intel* UHD
Graphics

DirectX 12

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x
1200 a 60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x
1200 a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta
HDMI

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare

un modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione

audio multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE



1/0 pannello
posteriore

Archiviazi-
one

Connettore

« 2Xxporte antenna

+ 1xporta mouse/tastiera PS/2

+ 1xporta D-Sub

« lxporta DVI-D

+ 1xporta HDMI

« 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto
protezione ESD)

+ 1xPorta USB 3.1 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto
protezione ESD)

+ 2xporte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

» 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

+ 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e

Hot Plug*
* Se M2_1 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_5 sara disabilitato.
*Se M2_2 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_0 sara disabilitato.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2
SATA3 6,0 Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280 ed il
modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xSocket M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2230/2242/2260/2280/22110 ed il
modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™ (solo M2_1)
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

+ 1x connettore porta COM

« 1x connettore TPM

+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante

+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di1l A (12 W).

B360 Pro4
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4
pin) (Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell’acqua supporta ventole

di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di
2A (24W).
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/WP sono in

grado di rilevare se € in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

1 x Connettore Thunderbolt AIC (5-pin)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (sup-
porta protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multi-
lingue

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione multipla tensione DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCST, VCCSA, VPPM

Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, pompa
dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dell'acqua
Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base
alla temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, pompa
dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, pompa
dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http.//www.asrock.com



Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

la regolazione delle imp i nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied
Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per
possibili danni provocati da overclocking.

B360 Pro4
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &
posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra
un jumper a 3 pin i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del

jumper ¢ posizionato su questi 2 pin.

AL

w @ o

Short Open

Jumper per azzerare la 1.2 2_3
cMos - OG- |
(CLRMOS1) Predefinito  Azzerare la CMOS

(vedere pag. 1, n. 23)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi.
Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario
azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il
sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della
CMOS. La password, la data, 'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati

solo se viene rimossa la batteria della CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del

jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto

sistema

(PANELI a 9 pin)

d'alimentazione, il tasto

di ripristino e l'indicatore

(vedere pag. 1, n. 15) 1 di stato del sistema del
telaio a questa basetta in
HDLED- i . .
HDLED+ base all'assegnazione dei

pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare

i cavi.

PWRBITN (tasto d'alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢ possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto
di ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un
normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢ acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principal di tasto dalii ione, tasto di ripristino,

LED dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando
si collega il modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che
lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimen-
alimentazione e DU,\/?“L:QA MY tazione e l'altoparlante a
altoparlante v | questo connettore.
(SPK_PLED1 a 7 pin) [e(e](e][e)
J e](e](e)
(vedere pag. 1, n. 12) f
PLED+|
PLED+
PLED-
Connettori Serial ATA3 Questi sei connettori
(SATA3_0: SATA3 supportano cavi
vedere pag. 1, n. 11) $| RN zl dati SATA per dispositivi
(SATA3_1: E [ [ E di archiviazione interna,
vedere pag. 1, n. 10) o= =0 con una velocita di
(SATA3_2: ° A trasferimento dati fino a 6,0
vedere pag.1,n. 9) g l g Gb/s.
(SATA3_3: & =S .
d 1n.8) *Se M2_1 ¢ occupato
edere pag.1, n.
v pag da un dispositivo M.2 di
(SATA3_4: . .
SATA3 5 SATA3 4 tipo SATA, SATA3_5 sara
vedere pag.1, n. 13) — — e
T——) [[——1 disabilitato.
(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 14) * Se M2_2 ¢ occupato
da un dispositivo M.2 di
tipo SATA, SATA3_0 sara
disabilitato.
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori
(USB_3_4 a9 pin) f USB 2.0 su questa scheda
(vedere pag. 1, n. 18) madre.

(USB_5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

P-
USB_PWR

GND
P+

P-
USB_PWR



Header USB 3.1 Genl
(USB3_3_4a 19 pin)
(vedere pag. 1,n.7)

Vbus

B360 Pro4

Su questa scheda madre

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ C’é un connettore Questa
IntA_PA_SSRX+ GND .

one mapessTe basetta USB 3.1 Genl pud
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

o i P 0- supportare due porte.

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

®

GND
RESENCE #
MIC_RET
OUT_RET

Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é neces-
sario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettore ventola telaio /
ventola pompa dellacqua
CHA_FAN1/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 17)
CHA_FAN2/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 2)
CHA_FAN3/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 16)

~ o~ o~ o~ o~

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Collegare i cavi della
ventola ai connettori della
ventola e far corrispondere

il filo nero al pin di terra.
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Connettore ventola CPU Questa scheda madre &
FAN_VOLTAGE

(CPU_FANI1 a4 pin) CPU_FAN_SPEED dotata di un connettore per
GND [FAN_SPEED_CONTROL
(vedere pag. 1, n. 3) - - la ventola della CPU (Ven-
1234 tola silenziosa) a 4 pin. Se

si decide di collegare una
ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di 12 Questa scheda madre &

alimentazione ATX dotata di un connettore
(ATXPWRI a 24 pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

di alimentazione ATX
a 24 pin. Per utilizzare

un'alimentazione ATX a

20 pin, collegarla lungo il
pin 1 el pin 13.

Connettore di 8p—"39 Questa scheda madre &

alimentazione ATX da HE. dotata di un connettore
LI

12V 4 1 di alimentazione ATX da

(ATX12V1 a 8 pin) 12 V a 8 pin. Per utilizzare

(vedere pag. 1, n. 1) un'alimentazione ATX a 4

pin, collegarla lungo il pin

1eil pin 5.

RRXD1

Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 21) ;

Questo header COM1
supporta un modulo di
porta seriale.




Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

%

GND

PCICLK
FRAME
PCIRST#

SMB_DATA_MAIN

SERIRQ#

SMB_CLK_MAIN
GND

S_PWRDWN#

LAD2
LAD1
GND

LAD3
+3V
LADO

+3VSB

GND

B360 Pro4

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certifi-

cati digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e

di garantire l'integrita della piat-

taforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TBI 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 24)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo
GPIO.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B360 Pro4, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente

con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

izados, el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones
sin previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de
ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actual-

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B360 Pro4 (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock B360 Pro4

+ CD de soporte de ASRock B360 Pro4

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

« Factor de forma ATX
« Disefio de condensador solido

- Compatible con la 8" generacién de procesadores Intel® Core™
(Socket 1151)

« Digi Power design

- Diseno de 10 fases de alimentacién

+ Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

« Intel® B360

» Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

+ 4xranuras DIMM DDR4

+ Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer

+ Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

+ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

» Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

+ 2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4:simple a x16
(PCIE2); dual a x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* Sila ranura PCIE3 o PCIES5 esta ocupada, PCIE4 se degradara al
modo x2.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
3 xranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
- Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""
+ 1x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel* CNVi (WiFi/BT integrado)

* Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
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Audio

LAN

Admite Intel* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel”
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resolucién maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Compatible con DVI-D con méaxima resolucion hasta 1920x1200
a 60Hz

Admite D-Sub con una resolucion maxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D y HDMI
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccion contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE



E/S en panel
posterior

Almacenam-
iento

Conector

+ 2x Puertos de antena

+ 1x puerto de raton/teclado PS/2

+ 1x puerto D-Sub

« 1xpuerto DVI-D

« 1x puerto HDMI

+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

+ 1x Puerto USB 3.1 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

+ 1xPuerto USB 3.1 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
protecciéon ESD)

+ 2xPuertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

« 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono

+ 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las funciones

NCQ, AHCI y Conexién en caliente*
*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_5
se deshabilitara.
* 81 M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0
se deshabilitara.

+ 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Zdcalo M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel® (Solo M2_1)
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

+ 1x Base de conexiones de puerto COM

+ 1 x Conector TPM

+ 1xLED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz

+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
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Funcion de
la BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

+ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_FAN3/WP se pueden
detectar automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
+ 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
+ 1 x Conector de audio en el panel frontal
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos)
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 3 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
+ 1 x base de conexiones USB 3.1 Genl (admite 2 puertos USB 3.1
Genl). Admite proteccion contra descargas electrostaticas.

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

- Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

+ Varios ajustes de voltaje de DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA y VPPM

+ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis/CPU

+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/cha-
sis/CPU

+ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

+ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

« Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

« Microsoft® Windows® 10 64 bits

. FCCyCE
+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com
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Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los comp tes y dispositivos del sist Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No

bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra cémo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
contactos, el puente queda “Abierto”. La ilustracion muestra un puente de 3 contactos
cuyo contacto 1y contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en

estos 2 contactos.

AL

w ©

Short Open

Puente de borrado de 1_2 2_3
CMOS o o [§ Qe o
(CLRMOS1) Predeterminado Borrado de CMOS

(consulte la pag.1, N° 23)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el contacto2
y el contacto3 en el CLRMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion,
deberd apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS.



1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.o 15) 1

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Conecte el boton de
alimentacion, el botén
de restablecimiento y el
indicador de estado del

sistema que se encuentran

HDLED- .
HDLED+ en el chasis a esta base

de conexiones segtin

las asignaciones de
contactos que se indica a
continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos
antes de conectar los
cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar
de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED
parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador
LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspension $4 o estd apagado
(S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo
datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de
panel frontal consta principalmente de: botén de alimentacién, botén de restablecimien-
to, indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz,
etc. Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de
que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

B360 Pro4
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LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de ali-
base de conexiones para la DU,\/?“L:QA MY mentacion del chasis y el
altavoz +5V | altavoz del chasis a esta
(SPK_PLEDI1 de 7 ololoJo base de conexiones.
J e](e](e)
contactos) f |
(consulte la pag.1, N° 12) PLEF’?_ED»f
PLED-
Conectores Serie ATA3 Estos seis conectores
(SATA3_0: SATA3 son compatibles
consulte la pag.1, N.2 11) $| RN zl con cables de datos SATA
(SATA3_1: E l l E para dispositivos de
o =l = v

consulte la pag.1, N.2 10)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, N.2 9)
(SATA3_3:

consulte la pag.1, N.c 8)
(SATA3_4:

consulte la pag.1, N.2 13)
(SATA3_5:

consulte la pag.1, N.o 14)

SATA3_5 SATA3 4
[——I

SATA3_0
[ —
SATA3_1

[

almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

*S8i M2_1 se ocupa con
un dispositivo M.2 de
tipo SATA, SATA3_5 se
deshabilitara.

* §i M2_2 se ocupa con
un dispositivo M.2 de
tipo SATA, SATA3_0 se
deshabilitara.

Cabezales USB 2.0
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 18)

(USB_5 de 4 pines)
(consulte la pag.1, N° 19)

USB_PWR
p.

Hay dos bases de
conexiones USB 2.0 en esta

placa base.



Cabezal USB 3.1 Genl

Vbus

B360 Pro4

Esta placa base tiene otra

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4de 19 IntA_PA_SSRX- nape_ssex+ hage de conexiones. Esta
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) ono mAPBSSTX hage de conexiones USB 3.1
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag.1, N° 7) IntA_PA_SSTX GND Genl admite dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Cabezal de audio del panel NPDRE’\SA%gcREé Este cabezal se utiliza para
frontal 7‘ OUT_RET conectar dispositivos de
(HD_AUDIOI de 9 FHQ'_H audio al panel de audio
NI
contactos) ‘ [ Toura.t frontal.
) J_SENSE
(consulte la pag.1, N° 22) ouT2 R
MIC2 R
MIC2_L

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Ventilador de chasis /
Conectar para el ventilador
de la bomba de agua
(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pdg.1, N.° 17)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Conecte los cables del
ventilador a los conectores
del ventilador y haga
coincidir el cable negro con
el contacto de conexion a

tierra.

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pdg.1, N.° 2)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pdg.1, N.° 16)

81



Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N.° 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Esta placa base contiene
un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de
CPU de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién
ATX de 24 contactos.

Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 20
contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag.1, N° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién
ATX de 12V y 8 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

DDCD#1

Este cabezal COM1 admite

un modulo de puerto serie.
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Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag.1, N° 20)

GND

%

PCICLK

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

S_PWRDWN#

LAD1
GND

FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

Este conector es compatible con el
sistema M6dulo de Plataforma Se-
gura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias
y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad

de la plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag.1, N° 24)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ a este conector
mediante el cable GPIO.
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1. BBegeHne

Braropapum Bac 3a mpuo6GpeTeHne HafieXXHOI MaTepuHCKoit waTel ASRock B360
Pro4, BbIITycKaeMoii 0] TOCTOSIHHBIM CTPOIMM KOHTposteM KoMmaunu ASRock.
Ora MaTepuHCKasA I1aTa 06ecreurBaeT BeNMNKOMEIHYIO IPOM3BOUTEIHOCTD 1
OT/IMYAETCA HAJIeKHOI KOHCTPYKIIMEI! B COOTBETCTBIY C TPeOOBAHMAMYU KOMIIAHII

ASRock B OTHOIIEHMI Ka4eCTBA U ONTOBEYHOCTI.

Ilo npuuuHe 06HO8/IEHUS XAPAKMEPUCIIUK CUCTNEMHOLL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus: BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHMAuUY Mosicem Obimn U3MeHeHo
6e3 npedsapumensozo yeedomneHus. IIpu usMeHeHu cO0ePHCUMO20 HACIOAULE20
Jokymerma ezo 06H08/IeHHAsA Bepcus Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumernvHozo ysedomnerus. IIpu Heo6xo0umMocmu mexHuueckoil no00epucKu,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOLL NAAmoil, nocemume 8e6-caiim u Hauoume Ha Hem
uH@opmauio 0 Modenu UChonb3yeMoil 8amu mamepunckoi naamol. Ha ée6-caiime
ASRock maxsice MOIHO HAlimuU camvlii nocieoHuil nepeuer noddepiucusaemolx VGA-
xapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKu

+ MarepnHckas nnara ASRock B360 Pro4 (dpopm-daxrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBogcTBo 1o ycranoBke ASRock B360 Pro4

o JTuck ¢ T1O gyia ASRock B360 Pro4

2 xKabers nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mprnobpeTarorcsi OT/€IbHO)
+ 1 X 3KpaH IaHe/y ¢ MOPTaMy BBOJA-BBIBOJIA

+ 3 X BUHTAa 151 ¢10TOB M.2 (Ipno6peTarnTcst OTAEIbHO)
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1.2 TexHnuyeckne xapakTepucTmkm

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnot
pacwmpeHusn

Fpaduueckan
nogcucrema

« ®opm-dakrop ATX
+ Cxema Ha OCHOBE TBEP/JOTEILHBIX KOH/ICHCATOPOB

« Tlogmepxka mporeccopos 8 mokonenus Intel® Core™

(Socket 1151)
- Digi Power design
« Cucrema nuranus 10
« TloppepxxuBaercs Texuonorys Intel® Turbo Boost 2.0

- Intel® B360

« JIByxKaHanbHas namaTb DDR4

« 4xrHesga DDR4 DIMM

- IloppmepxuBaroTcs MOy HeOy(epr30BaHHON ITAMATH
DDR4 2666/2400/2133 6e3 ECC.

« Tonpmepxxka mopyneit mamsat ECC UDIMM (pa6oTa B
pexnme, ormasoM ot ECC)

« Maxkcumanpsbiii 06vem O3Y: 64 I'6

« Tonnepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
2.0

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTaKThI c10TOB DIMM

« 2x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4:onmHapHBbIit
mpu x16 (PCIE2); goitnoit mpu x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* Ecmn 3anat cnor PCIE3 mmm PCIES, cnor PCIE4 nepeiiziet B
pexum X2 npu.
* Ilopiep>KUBalOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tumna
NVMe.
« 3 x PCI Express 3.0 x1 pasbem (Flexible PCle)
«+ Iloppepxxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
« 1xcmor M.2 (xirou E) gt mogynst WiFi/BT tuma 2230 u
Intel® CNVi (Bctpoennsie WiFi/BT)

* Berpoennsit Bupeoagantep Intel® UHD Graphics 1 Bbxomst
VGA nopjep>XuBaroTcs TONbKO Ipu ucnonb3osanuu 1T co
BCTPOEHHBIMY IPApUUECKIIMU TPOL[ECCOPAMIA.
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3ByK

LAN

Toppep x1BaeMble BCTPOEHHbIE TEXHOIOT TN
susyanusanyn Intel” UHD Graphics: Intel” Quick Sync
Video ¢ oNHOCTBIO alapaTHbIM KognpoBanueml B
dopmarax AVC, MVC (S3D) u MPEG-2, Intel® InTru" 3D,
texnonorus Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel®
UHD Graphics

DirectX 12

IIporpaMmHO-anmapaTHoe KOAMpOBaHMe-AeKOAMPOBAHNE:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ur, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6ut, VP9 10 6uT (TONBKO eKOAUPOBaHIE),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (TonbpKO HeKOaypoBaHue)

Tpu Bugeossxoga: D-Sub, DVI-D u HDMI

TToppmepykka paboThI C TPeMsi MOHUTOPaMIL

Topmepxka HDMI ¢ MakcMManbHbIM paspelieHueM 10
4Kx2K (4096x2160) rpu yacrore o6HOBIeHust 30 11

Ha Brixozie DVI-D noppgepxuBaeTca MaKCMManbHOe
pasperrenne 1o 1920x1200 npu qactote o6HOBIeHMsT 60 I11
TMoppueprxuBaercst D-Sub ¢ MakcuManpHbIM paspelieHeM
1o 1920x1200 mpnm 60 Iy

IMonpepxusatorcsa Auto Lip Sync, Deep Color

(12 6ur/user), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio)
4epes mopr HDMI (rpebyercs coorserctBytoupit HDMI-
MOHUTOP)

Topnepskka dynkuyy samutst HDCP yepes mopTst
DVI-D u HDMI

IMoppepyxka BbiBofa Brfeo ¢ pasperuennem 4K Ultra HD
(UHD) na nopr HDMI

7.1-KaHaIbHbII 3BYK BBICOKOI yeTKocTy HD Audio ¢
3aIUTON AaHHBIX (ayzmokozek Realtek ALC892)

*[lns HacTpoliky 7.1-KaHaabHOTO 3BYK BBICOKOI 4€TKOCTI
HD Audio ncronb3yitTe mepesHiow0 ayanonaseas HD

U aKTUBMPYiiTe QYHKINIO MHOTOKAHA/THHOTO 3ByKa B
ayauoppaiisepe.

IMonpeprxxa Premium Blu-ray Audio

3ammTa OT MepenajioB HaNPYKeHNA B 37IeKTPUIeCKOi
cetun

Konpnencaropsr aya ayamocrcreM ELNA

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

IMonpepxuBaercs npobyxpaenne o JIBC
MonHyesamuTa 1 3aluTa OT S7eKTPOCTATUYECKIX
paspszoB

Topnepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
Iopmepxusaerca PXE
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MopTbl BBOAA-
BbIBOAA Ha
3agHel naHenun

3anomMmuHamowme
YCTPONCTBa

Pasbembl

+ 2 X aHTEHHBIX TOPTa

« 1 xmopt PS/2 pna Mplm/KaaBuaTypel

+ 1xmnopt D-Sub

« 1xmnopr DVI-D

« 1 xmopr HDMI

+ 2xmnoptoB USB 2.0 (c 3amuToii 0T 9/71eKTPOCTATUYECKUX
paspsmoB)

« 1xmnopt USB 3.1 Gen2 Type-A (10 I'6ur/c) (c 3ammroit ot
97IEKTPOCTATUYECKIUX PA3PSIOB)

« 1xmopt USB 3.1 Gen2 Type-C (10 I'6ut/c) (¢ 3amuToit ot
9NIEKTPOCTATIYECKIX Pa3psA/IOB)

« 2xmnopros USB 3.1 Genl (c 3amuroii ot
9NIeKTPOCTATUIECKIX PA3PATOB)

« 1xnopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTMBHOCTB/
Coenunenne» 1 «CKOPOCTH»)

+ Pazpemsr HD Audio: JInHeriHbIT BXOF, / TIlepefHue
IMHAMUKY /| MUKPO(OH

- 6xmnopra SATA3 6,0 I'6ut/c, nognep>xusarorcs NCQ,

AHCI u «ropsyas» 3ameHa*
* Ecu cmot M2_1 3anAT yeTporictBom M.2 Tuma SATA,
unrepdeiic SATA3_5 6yzieT OTKIIIOUEH.
* Ecmu oot M2_2 3auAt ycrpoiictBoM M.2 tuma SATA,
unrepdeiic SATA3_0 6yzeT OTKIIIOUEH.

+ 1x cnor Ultra M.2 (M2_1), nmoppiep>XxnusaeTcs MOLy/b
M.2 SATA3 tuma 2230/2242/2260/2280 ¢ knmouom M ¢
HPOITYCKHOI crioco6HoCThI0 6,0 T'6/c m Mopyns M.2 PCI
Express go Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c)**

« 1xcnor M.2 (M2_2), nogaep>xuBaet MOpynib M.2
SATA3 tumna 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ xrodom M ¢
HPOIYCKHOI crtoco6HoCThI0 6,0 T'6111/C 11 MOmyms M.2 PCI
Express 1o Bepcuu Gen3 x2 (16 I'6ur/c)**

** Tlopnepskka texHomorun Intel® OptaneTM (Tonmpko M2_1)
** Ilopmep>KuBalOTCSA B KaueCcTBe 3arpy304HbIX SSD-/ucku
tuna NVMe

** TlopnepkuBaercs kommiekT ASRock U.2

« 1 xxomogka COM-mopra
« 1 xkomogka TPM
+ 1 X KO/IOfIKa CBETOAMONHOTO VIHAVKATOPA INTAHM U
KOPITyCHOTO [{THAMIKa
- 1x paspeM i BeHTWIATOpA oxnaxkaeHus 111,
4-KOHTAKTHBI
* PazbeM IpoI[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IOAAEPXKIBAET
BEHTIIATOP C MOTpeO/isieMbIM TOKOM He 6ormee 1 A (12 Br).
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3 pa3beMBbl /I KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA VI BOAHOM
TIOMIIBI (4-KOHTAKTHBII) (CMapT-perynsaTop CKOpocTu
BEHTIWIATOPA)

PaszpeM A1 PO1IeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA
VU BOJSTHOI IIOMIIBI TOfIIEP>KUBAET BEHTU/ISTOP C
oTpe6isieMbIM TOKOM He 6ortee 2 A (24 Br)

* IIna paswemo CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP n
CHA_FAN3/WP aBTOMaTiyuecKky onpepesercs TUI
TIOJK/IIOYEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- U/IN 4-KOHTaKTHBIA.

+ 1x paspem mutanua ATX, 24-KOHTaKTHBIN

+ 1x pasbem nurtanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbII

+ 1 x ayanopasbeM Ha IepefHell ITaHeIn

+ 1x AIC-pazpem Thunderbolt (5-koHTaKTHBDIII)

+ 2 xxonopky USB 2.0 (3 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToit ot
9JIEKTPOCTATNYECKIX PA3PAIOB)

+ 1xxkomoaxa USB 3.1 Genl (2 mopra USB 3.1 Genl)

(c 3aIUTOIL OT 9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PSTOB)

MapameTpbi + AMI UEFI Legal BIOS ¢ noaep>xKoit MHOTOA3bIYHOTO
BIOS rpaguyeckoro nHTepderica
+ Tloppepxka GyHKIMIT TPOOYKAEHNA MO CTAHAAPTY
ACPI 6.0

+ Tlopmepxka SMBIOS 2.7
+ Perymposka Hanpsbkernit DRAM, PCH 1,0B, VCCIO,
VCCST, VCCSA, VPPM

KoHTponb + Kounrponb Temnepatypsr: BenTunArop LII; xopmycHoit
o6opyaoBaHuA BEHTHU/IATOP WM TIOMIIA BOJSHOTO OX/IXKIEHMS KOpITyca
+ Taxomerp: BenTuATOp LIII; KOPITYyCHO BEHTUIATOP MIN
TIOMIIa BOJIAHOTO OX/TaXKJIeHMs KOpITyca
+ Becurymuas pabora (c aBTOMATHIECKOI PEryMpOBKOIL
CKOPOCTY BPaIIeHNA B 3aBUCHMOCTH OT TeMIIepaTyphl
LIIT): Bentunarop IIIT; KopIycHOiT BeHTUIATOP WM IOMITA
BOJITHOTO OXJTXK/IEHVA KOPITyca
+ PerynupoBka cCKOpOCTV BpalljeHNsA: BEHTHIATOP
LII; kopIrycHOI BeHTU/IATOP MU IOMIIA BOZISTHOTO
OX/IaXK/IEHNA KOpITyca
+ Konrponp Hanpsoxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpsxenne
appa LTI, DRAM, VPPM, PCH 1,0B, VCCSA, VCCST

OnepauynoHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-pa3psiaHas)
cucTembl
CepTndukaums - FCC,CE

« CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K MTaHU,
cootBeTcTBYlommii crannapry ErP/EuP)

88 * C dononnumenvroti undopmaueii 06 u3denuu MoXHO 03HAKOMUMDCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com
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Credyem yuumvl8amv, 4mo paszox npoueccopa, Kkno4as usmererue Hacmpoex BIOS,

npumenenue mexnonoeuu Untied Overclocking u uc uHcmp

0 ii, conpsuiceH ¢ onpeoesieHHvIM puckom. Paszon

nPOUECCOPa MONEM CHUSUMb CIABUNLHOCID CUCIeMbL UL 0dKKe NPUBECTU K

10BPeNIEHIUI0 ee KOMNOHEHMO8 U ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyuecmensemcs
Ha co6c i pUCK 1 3 co6C i cuem. Mol He Hecem

paseona UMBLX NPOU

0MEemcMeeHHOCHTb 34 B03MONCHDILL YU4epO, BbI36aHHDLI PA32OHOM NPOLEccOpa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/IMNAa4Y0K Ha KOHTAKTbI

HE YCTAaHOBJ/IEHA, IIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITI0OKa3aHa 3-KOHTaKTHast
TI€peMbIvKa € 3aMKHYTBIMI KOHTAKTaMI 1n2 IIp1 YCTAHOBKE Ha HUX IIE€PEMbIYKI -

KOJIma4vkKa.

“ @

Short Open

ITepembrdxa copoca 1_2 2_3

Hactpoek CMOS m @m
(CLRMOS1) ITo ymomuanmio Copoc nactpoek CMOS

(M. cTp. 1, Ne 23)

CLRMOSI ncronbayercs s yganenns ganasix CMOS. Yto6sr copocuts n
O6HY/INTD TApaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY II0 YMOTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE
KOMIIBIOTEp 1 M3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Thb MNTAHNUA OT MCTOUHMKA INTAHNA.
BooxauTe 15 ceKyHJ 1 IepeMbIYKOI 3aMKHITe KOHTaKThI 2 1 3 Ha CLRMOS1 Ha

5 cexynz. He cOpaceisaitte Hactpoiikn CMOS cpasy mocie o6xosrennst BIOS.
ITpn HeobxopumocTu copocuts Hactpoitkit CMOS cpasy nocre o6HoBnerus BIOS
CHavasIa Iepe3arpysute CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTEp nepes; copocom
HacTpoek CMOS. YuTute, 4To Iapob, ata, BpeMs 1 IpodIIb II0Ib30BATE/IA IO

YMOTYaHMIO COPACBIBAIOTCA TONLKO B TOM C/Tydae, ec/u u3Bneub 6arapero CMOS.



1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHOMN
njare

Pacnonosxcentvie Ha cucmemHoil naame kon00ku u paseemol HE sensiomes
A nepemviuxamu. HE ycmanasnusaiime Ha smu KonoOKu u pazsemvl nepembiuki-

Konnaukuy. Yemanosxa nepemuvl4eK-Konanaukos Ha Smu KOZOOKU U pasvemol moxcem
8vl3samv Heycmpat-mmoe noepembeﬂuz CUCMEeMHOTLL niamol.

Konopgka cucremuoin IToaxmounTe pacrono>keHHbIe
TIaHe/m
(9-xonrakrtHast, PANELI)

(em. cTp. 1, Ne 15)

Ha KOpI1yCe KHOIIKY NNTAHNA,

1
KHOIIKY Tlepe3arpysku u

VMHIUKATOP COCTOAHNA

HDLED-
HDLED+

CICTEMBI K 9TOV KOJIO[IKE B
COOTBETCTBUM C HA3HAYEHUEM
KOHTAaKTOB, HpMBeI_[eHHbIM
Hke. Ilepen nopxnmodyennem
Kabeseii onpeyennre
TIOJIO>KUTE/IbHBIN U

OTpI/II_[aTe]II)HI)II‘/.I KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Iookniouenue KHONKI NUMAHUS, PACHOTIONEHHOT HA nepedHell naxenu Kopnyca.
MosxcHo Hacmpoumy cnoco6 BvIKIOUEHUS CUCEMbL NPU HANAMUU KHONKU NUMAHUS.

RESET (xnonxa c6poca):

Iookniouenue KkHonku c6poca, pacnonoieHHotl Ha nepedHeil naxeny KOpnyca.
Hasxmume kHonky c6poca, 4mo6vl nepe3anycrmumo KoMnolomep, eciiu OH 3a8Uc U
HOPMﬂIleblﬂ nepesanycx HEB0O3MOMEH.

PLED (c 7] cucmemvt):

1t

Tlooknouenue UHOUKAMOPA COCMOSIHUS, PACNOTIONEHHO20 HA NepedHetl naHeu
Kopnyca. CéemoduodHbiii uHOUKamop 2opum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema HaxoOumcs 6 pesicume oxcudanust S1/83, ceemoduod muzaem. Koeda cucmema
HAX00UMCS 8 pexcume oxudanus S4 unu vikniouena (S5), ceemoduod He 2opum.

HDLED (ceemo0duodnviii uHOUKamop padomvi #ecmrozo 0ucka):
Ilooxnouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKad,
pacnonosienHozo Ha nepedreii narenu. CéemoouodHvlil UHOUKAMOP 20pum, koz2da
JHecmKuil OUCK bINONIHSAEM CHUMbIBAHUE UL 3aNUCh OAHHDIX.

Ilepednss naneny moxem Gvimv pasHoii Ha pasnbix kopnycax. Ha nepedueii nanenu
PACnonosNen. KHONKA NUMAHUs, KHONKA Nepe3anycKka, UHOUKAmop Numanus,
UHOUKAMOP pabombt xecmrozo Oucka, OuHamux u m.o. IIpu nodxknwoueruu nepeorei
nanenu Kk amoii K000Ke NOOKIOUALME NPOE0OA K COOMBEMCINEYIOUUM KOHIMAKINAM.

B360 Pro4
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Konopxa cBeropmomHoro SPEAKER [TpennasHaueHa
MHJMKATOpa IUTaHUA U DU,\/?“L:QA Y IUISL TIOJIK/TIOYeH M S
IVHAMVKa KOPITyca 5V | CBETO/MIO/JHOTO
(7-xonrTakTHas, SPK_ ololoJo VHMKATOPA MUTaHWA U
PLEDL1) ! ? Cl) Q IVMHaMMKa KOpITyca.
(em. ctp. 1, Ne 12) PLEF’?_ED»f
PLED-
Paswembr Serial ATA3 OTH 1IeCTb pa3beMOB
(SATA3_0: SATA3 mpepHa3HaveHbI
oM. cTp. 1, Ne 11) $| RN $| UL IOJK/TIOYeHUs Kabereit
(SATA3_1: E l l E SATA BHyTpeHHUX
oM. cTp. 1, Ne 10) o= =on 3aIIOMIHAIOIINX YCTPOIICTB
(SATA3_2: SEnEnb JULs TIepefiauyl JAaHHBIX CO
oM. cTp.1, Ne 9) g l l g CKOpOCTBIO 710 6,0 ['6/c.
(SATA3_3: % = % * Ecnu cmor M2_1 3aHar
CMA;ZP'L T\[g 8 ycrpoitctBom M.2 Tuma
ESM CT;f}VQ 13) SATA3 5 SATA3 4  SATA, nntepdeiic
(SATA3_5: [—— [[—— SATA3_5 6yzeT OTK/IIOYEH.
oM. cTp.1, Ne 14) * Ecnu cnmot M2_2 3aHAT
ycrpoiictBom M.2 Tuna
SATA, unrepeiic
SATA3_0 6yzeT OTK/IIOUYEH.
Komnopxu USB 2.0 USB.PWR Ha cucremHoit miate

(9-xonrakrtHast, USB_3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

(4-xonrakrtHass, USB_5)
(em. cTp. 1, Ne 19)

UMEIOTCS JBe KOMTOIKM
USB 2.0.




Komogku USB 3.1 Genl Vous
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-KOHTaKTHaH IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
4 IntA_PA_SSRX+ GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

USB3_3_4) oo

IntA_PA_SSTX-

Ha matepunckoii miate
VIMeeTCsI OJfHa KOJIOfIKA.
Ira xonoxka USB 3.1 Genl

B360 Pro4

0 IntA_PA_SSTX+ GND
(em. cp. 1, Ne 7) o a5, [OI/IeP>KUBAET JIBA IIOPTA.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
" ND
Aynnoxoojika repepHeit PRESENCE# Ira KoJo[Ka

TaHe/m OUT_RET
(9-xonrakros, HD_
AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 22)

IpejiHa3HaYeHa
JIA TIOJIK/TI0YEeH A
AyIMOYCTPOIICTB K

TiepefiHeit ay/[1oaHesi.

1. Ayduocucmema 8vic0K020 paspeuterusi no0depicusaem PyHKUUIo pacnosHaeanus

S

pasvema, HO 0715 e NPABUALHOLL PAbOMbL HeOOXO00UMO, 4MObbL NPOBOO NAHEN
Kopnyca noddepicusan nepeday cuenanos HDA. VIHcmpykuyuu no ycmanoexe
CUCMeMbL CM. 6 IMOM PYK0B00CEe U PyK0B0JCHIBe HA KOPHYC.

2. IIpu ucnonvaosanuu ayouonanenu AC'97 nodxniouume ee k ayouoxonooxe nepeoueil

naxenu, KaxK yKasaHo bu/lee:
A. ITooknrwouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.
C. Hookmouume nposod 3azemnenust (GND) k konmakmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 075 ayouonaeni

8v1c0K020 paspeuienus. ITpu ucnonviosanuu ayouonarenu AC97 ux nookmouams He

HYJHCHO.

E. Umo6vt axmuseuposamv nepednuil mukpodoH, nepeiioume Ha éxnadxy FrontMic

nanenu ynpaenenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume

(Ipomrocmo 3anucu).

43 21
Pasbembl 1151 KOpIIyCHOTO

BEHTUIATOpPA N
FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
TIOMIIBI. GND

BEHTU/IATOPA BOJIAHOI

(4-xonTtaktHbit CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 17)
(4-xonTtaktHbit CHA_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 2)
(4-xonraktHbit CHA_
FAN3/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 16)

ITpennasHavyeHbl 71
TOJK/TI0OYEH S Kabeeit
Pa3'])eMOB BeHTI/IHHTOpOB
U IIOOK/TIOYEHU A qepHoro

IIPOBOJA K 3a3€MJIEHUIO.

93



94

PasbeM BeHTHIATOPA
OXJTXK/IeHUsI TIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)
(em. ctp. 1, Ne 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

2 3 4

ITa MaTepUHCKas

m1aTa cHabkeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM
VIS MaJIOIIYMAIIErO
seHTunATopa LTI Eciu Bbl
cobupaeTech IOK/IIOYUTD
3-KOHTaKTHBI
BEHTWIATOP OXJIXKECHIA
IIpoLieccopa, MOK/IIoYaliTe

€ro K KOHTaKTaMm 1-3.

Paspem nuranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. ctp. 1, Ne 6)

OTa MaTepyMHCKas IIaTa
OCHaIeHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM mutaHya ATX.
YT06BI HCIIONB30BATD
20-KOHTaKTHBbIA

paspem mmraHusa ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €TO BJOMb

KOHTakTa 1 1 KoHTakTa 13.

Paspem nmuranns ATX
12B

(8-xonTakToB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKasa

TI/IaTa OCHaIleHa
8-KOHTAaKTHBIM Pa3beMOM
mutanna ATX 12 B.
YT06BI MCIIONMB30BATD
4-KOHTaKTHbIN

paspem mmtanua ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €TO BOMD

KOHTAaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Konogka
[OC/IEf{OBATEIBHOTO TIOpPTa
(9-konTaktHass, COM1)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

Konogka COM1
HOfifiePXKIBAET
HOAK/TIOYEHNE MOJY/IA
[I0C/IEOBATEIHHOTO

nopra.
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z
Konopxa TPM z3 Iror pasbem obecreynBaer
I*
z z
(17-xonrakTos, TPMS1) o . nopiep>KKy cucrembl Trusted
O o x g
(em. cTp. 1, Ne 20) ) ;‘ ;‘ 332259 Platform Module (TPM), koTopas
0533350 ,480
croco6Ha 06ecrednTb Hajle)KHOEe
. XpaHeHue KIo4ell, [1ppOBbIX
5 % £838 32 cepTuduKaTos, napoei u
gzt g o
&0 ? nanHbIX. Cricrema TPM Taxoke

IIOBbIIIAET YPOBEHD CETEBOIT
6e30macHOCTH, 3aIIaeT
1poBbIe NAEHTIHUKATOPB
1 06ecreunBaeT LeJIOCTHOCTD

11aT(OPMBIL.

Pazpem Thunderbolt AIC 1 ITopK/TI04NTe PACIIMPUTENTBHYIO

(5 xonTakTOB, TB1) mwiary (AIC-xapry) Thunderbolt™
(M. cTp. 1, Ne 24) K JAHHOMY pa3beMy C IIOMOIIbIO

nurepdericaoro GPIO-kaberns.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B360 Pro4, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. Caso ocor-

6_2 Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

ram modificagoes a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site

da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa
principal, visite o nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver
utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes

suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock B360 Pro4 (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagdo Rapida ASRock B360 Pro4

+ CD de Suporte ASRock B360 Pro4

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 1xPainel de E/S

+ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Meméria

Slot de
expansao

Graficos

Formato ATX
Design de condensador solido

Suporta 8" Geraio de Processadores Intel® Core™ (Soquete
1151)

Digi Power design

Design com 10 fases de alimentagao

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

Suporta memdria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

Suporta moédulos de memoéria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

2 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4:tnico em x16
(PCIE2); duplo em x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))

* Se o slot PCIE3 ou PCIE5 estiver ocupado, o slot PCIE4
diminuird para x2 modo.

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

3 x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT
e Intel* CNVi (WiFi/BT Integrado)

* Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem

ser suportados com processadores com GPU integrada.
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Audio

LAN

Suporta graficos incorporados Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel* Clear Video HD, Intel®
Insider™, Gréficos Intel* UHD

DirectX 12

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

Trés opgdes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
Suporta configuragdo com trés monitores

Suporta HDMI com resolugido méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DVI-D com resolugao méxima de até 1920x1200 @
60Hz

Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @
60Hz

Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessério
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetdo (Codec de
audio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessario usar um médulo

de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-

canal pelo driver de dudio.

Suporte dudio Blu-ray superior
Suporta Prote¢ao de Sobretensao
Fones de Audio ELNA

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢do de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE
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E/S do
painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

« 2x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

« 1x Porta D-Sub

« 1xPorta DVI-D

« 1xPorta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

+ 1xPorta USB 3.1 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegao
ESD)

+ 1x Porta USB 3.1 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao
ESD)

+ 2x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Protegao ESD)

« 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone

+ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI,

Conector a Quente*
*Se M2_1 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_5
serd desativado.
*Se M2_2 ¢ ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_0
serd desativado.

+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 mdédulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e m6édulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsoquete M.2 (M2_2), suporta chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
moddulo M.2 PCI Express até Gen3 x2 (16 Gb/s)**

™
(

** Suporta a tecnologia Intel® Optane ™ (M2_1 apenas)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao

** Suporta Kit ASRock U.2

+ 1x Suporte porta COM

+ 1 x Plataforma TPM

« 1 x LED de alimentac¢do e Cabegote de Autofalante

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifi-
cacoes

3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia

do ventilador.
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/WP podem
detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos esta

em uso.

1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Conector de dudio do painel frontal

1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)

1 x Plataforma USB 3.1 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.1 Gen1)
(Suporta Protecdo ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

Multi ajuste de tensao de DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VPPM

Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba de
Agua

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba
de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis/
Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis/Bomba de Agua

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-
tacdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagdes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com
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Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das defini¢oes na BIOS, a aplicacdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo

de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade

do sistema ou mesmo causar danos nos comp tes e dispositivos do seu sist Ele

deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos

pinol e pino2 estdo "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

AL

w @

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2 2_3
(CLRMOS1) (o o CIENNE) o o
(ver p.1, N.0 23) Padrio Apagar CMOS

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No
entanto, nao apague o CMOS logo apds ter realizado a atualizagdao da BIOS. Se vocé
precisar apagar o CMOS logo apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor,

observe que a senha, data, hora e perfil padrao do usuario serdo apagados sé se a
bateria CMOS for removida.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Suporte do painel de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-
tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botdo de
alimentagdo, o botao

de reinicializacdo e o

(ver p.1,N.° 15) 1 indicador do estado do
sistema no chassi deste
HDLED-
HDLED+ suporte, de acordo com a

descrigao abaixo. Observe
0s pinos positivos e
negativos antes de conectar
os cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagdo):
Conecte o0 botao de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a
forma para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspenséo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botao de reiniciali-
zagao, um LED de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante,
etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de
que 0s fios e 0s pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e SPEAKER Conecte o LED de
DUMMY . ~ .
Cabecote de Autofalante DUMMY alimentagao do chassi e o
(SPK_PLED1 7 pinos) +5V | autofalante do chassi a este
(ver p.1,N.212) e)(e][e)[e) cabecote.
1L_Q[0|O
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 Estes seis conectores
(SATA3_0: SATA3 suportam
ver p.1,N.o11) $| NEN zl cabos de dados SATA
(SATA3_1: E l l E para dispositivos de
ver p.1, N.° 10) o == armazenamento interno
(SATA3_2: ° A A - com uma taxa de
ver p.1, N.°9) g l g transferéncia de dados de
(SATA3_3: & 1=l &G até 6,0 Gb/s.
er p.I, N.°8
verp ) *Se M2_1 é ocupado por
(SATA3_4: o
SATA3 5 SATA3 4 um dlSpOSlthO tipo M.2
ver p.1, N.2 13) - — i
[—— [——1 SATA, SATA3_5 sera
(SATA3_5: .
desativado.
ver p.1, N.° 14)
*Se M2_2 ¢é ocupado por
um dispositivo tipo M.2
SATA, SATA3_0 sera
desativado.
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes USB 2.0
5.

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.o 18)

(USB_5 de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 19)

P-
USB_PWR

GND
P+

P-
USB_PWR

nesta placa-mae.
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Plataforma USB 3.1 Genl

Vbus

Hé um cabegote nesta

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4 de 19 pinos) Inth_PA_SSRX- mapesse placa-mae. Este suporte
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.27) ene mapesse JSB 3.1 Genl pode
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
[nAFA_SSTX e suportar duas portas.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
. . . ND . A
Suporte de dudio do painel PRESENCE# Este suporte destina-se a

frontal
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°22)

S

MIC_RET
OUT_RET

conexdo dos dispositivos
de dudio no painel de

audio frontal.

1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal

de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.

Conectores de Ventoinha
de Chassi / Ventilador de
Agua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.° 17)
(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.22)
(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.° 16)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Por favor, conecte os
cabos do ventilador aos
conectores do ventilador e
corresponda o fio preto no

pino terra.
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Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador

da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se
vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3
pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.26)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte

de alimentagao ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 5.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

DDCD#1

Este suporte COM1 recebe

um modulo da porta serial.
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Suporte TPM
(TPMS1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

%

GND

PCICLK

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

S_PWRDWN#

LAD2
LADI1
GND

FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

Este conector suporta um sistema
com Mddulo de Plataforma Con-
fiavel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-
dos digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranca de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.

Conector Thunderbolt
AIC

(5-pinos TB1)

(ver p.1, N.c 24)

JCLEEEY

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)
a este conector através do cabo
GPIO.
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1 Giris
ASRock'in zorlu kalite kontrol siireglerinden ge¢mis olan ASRock B360 Pro4

anakartini satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz. Saglam tasarimi ile ASRock'in kalite ve

dayaniklilik taahhiidiine uygun sekilde mitkemmel performans saglar.

bir bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir. Bu belge tizerinde herhangi bir degisiklik
yapilmast durumunda, giincellenmis siiriim, herhangi bir bildirim yapilmaksizin
ASRock'in web sitesinde yer alacaktir. Bu ana kartla ilgili olarak teknik destek almak
isterseniz, liitfen kullandiginiz model hakkinda ozel bilgiler icin web sitemizi ziyaret edin.
En giincel VGA kartlar: ve islemci destek listesini de ASRock 't web sitesinde bulabilirsi-

niz. ASRock'tn web sitesi http://www.asrock.com.

Q Ana kart ozellikleri ve BIOS yazilimi giincellenebileceginden, bu belgenin icerigi herhangi

1.1 Ambalaj icerigi

« ASRock B360 Pro4 Anakart: (ATX Form Faktorii)
« ASRock B360 Pro4 Hizli Kurulum Kilavuzu

« ASRock B360 Pro4 Destek CD'si

« 2tane Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (Istege Bagli)
+ 1 tane G/C Paneli Kalkan1

+ 3tane M.2 Yuvalari i¢in vida (Istege Bagl)



B360 Pro4

1.2 Ozellikler

Platform

islemci

Yonga
kiimesi

Bellek

Genisletme
Yuvasi

Grafikler

« ATX Form Faktorii

+ Yekpare Kapasitor tasarimi

« 8. Nesil Intel® Core™ Islemcileri (Yuva 1151) destekler
- Digi Giig tasarimi

10 Giig Safhas tasarimi

- Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler

« Intel®° B360

+ Cift Kanalli DDR4 Bellek Teknolojisi

+ 4 tane DDR4 DIMM Yuvasi

» DDR4 2666/2400/2133 ECC olmayan, arabelleksiz bellek

+ ECC UDIMM bellek modiillerini destekler (ECC dis1 modda
calisir)

« En fazla sistem bellegi kapasitesi: 64 GB

- Intel® Ustiin Bellek Profili (XMP) 2.0 destekler

+ DIMM Yuvalarinda 15 p Altin Temas

- 2 tane PCI Express 3.0 x16 yuva (PCIE2/PCIE4:x16'da
(PCIE2) tek; x16'da (PCIE2) / x4'da (PCIE4) cift)
* PCIE3 veya PCIE5 mesgulse, PCIE4 x2 moda indirgenir.
* Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
« 3 tane PCI Express 3.0 x1 yuva (Esnek PCle)
« AMD Quad CrossFireX"™" ve CrossFireX"" destegine sahiptir
1 tane M.2 Yuva (Tus E), tip 2230 WiFi/BT modiilii ve Intel®
CNVi'yi destekler (Entegre WiFi/BT)

* Intel® UHD Graphics Dahili Gorselleri ile VGA ¢iktilari,

yalnizca GPU entegre edilmis islemciler ile desteklenir.
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Ses

LAN

« Intel° UHD Graphics Yerlesik Gorsellerini destekler: AVC,
MVC ($3D) ve MPEG-2 Full HW Encodel, Intel* InTru™
3D, Intel® Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel®
GHD Graphics ile Intel® Quick Sync Video

« DirectX 12

+ HWA Kodlama/Kod Cézme: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (yalnizca Kod
Cozme), MPEG2, MJPEG, VC-1 (yalnizca Kod Cozme)

« Ug grafik cikist segenegi: D-sub, DVI-D ve HDMI

« Uglit Monitdr Destegi

+ En fazla 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz ¢oztnirluge kadar
HDMI destekler

« En fazla 1920x1200 @ 60 Hz ¢oziiniirlikle DVI-D destekler

« 1920x1200 @ 60Hz'ye kadar ¢oztiniirlikle D-Sub islevini
destekler

« HDMI Baglant1 Noktasiyla Otomatik Dudak
Senkronizasyonu, Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR
(Yiiksek Bit Oranli Ses) 6zelliklerini destekler (Uyumlu bir
HDMI monit6ri kullanilmalidir)

« DVI-D ve HDMI Baglant1 Noktalariyla HDCP destekler

«  HDMI baglanti noktasiyla 4K Ultra HD (UHD) kayittan
ytriitme destekler

- Igerik Koruma Ozelligi ile 7.1 CH HD Ses (Realtek ALC892
Ses Codec Bileseni)

*7.1 CH HD Ses yapilandirmast igin, bir HD 6n panel ses
modiiliiniin kullanilmas: ve ¢ok kanalli ses 6zelliginin ses

stirticiisti aracihigryla etkinlestirilmesi gereklidir.

- Ustiin Blu-ray Ses destegi
+ Asir1 Gerilim Korumasini destekler
« ELNA Ses Kapaklar1

«+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

« Yerel Ag Uzerinden A¢may1 destekler

+ Yildirim/ESD Korumasini destekler

« Enerji Verimliligine Sahip Ethernet 802.3az islevini destekler
« PXE ozelligini destekler
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Arka Panel
G/C

Depolama

Baglayici

2 tane Anten Baglant1 Noktas:

+ 1 tane PS/2 Fare/Klavye Baglant1 Noktas:

+ 1 tane D-Sub Baglant1 Noktasi

+ 1 tane DVI-D Baglant1 Noktas1

+ 1 tane HDMI Baglant1 Noktas1

2 tane USB 2.0 Baglant1 Noktas1 (ESD Korumasini destekler)

1 tane USB 3.1 Gen2 Tip A Baglant1 Noktas1 (10 Gb/sn.) (ESD
Korumasi Destekler)

1 tane USB 3.1 Gen2 Tip C Baglant: Noktas: (10 Gb/sn.) (ESD
Korumasi Destekler)

2 tane USB 3.1 Genl Baglant1 Noktas1 (ESD Korumasini
destekler)

+ 1 tane RJ-45 LAN LED'e sahip Baglant1 Noktas: (ACT/LINK
LED ve SPEED LED)

- HD Ses Girisleri/Cikiglari: Hat Girisi / On Hoparlér /

Mikrofon

+ 6 tane SATA3 6,0 Gb/sn Baglayici, NCQ, AHCI ve Tak

Calistir destekler*
* M2_1 bir SATA tipi M.2 aygit1 tarafindan kullaniliyorsa,
SATA3_5 devre digt birakilacaktir.
* M2_2 bir SATA tipi M.2 aygit1 tarafindan kullaniliyorsa,
SATA3_0 devre dist birakilacaktir.

« 1 tane Ultra M.2 Yuvas1 (M2_1), M Key 2230/2242/2260/2280
tip M.2 SATA3 6,0 Gb/sn. modiiliinii ve Gen3 x4 (32 Gb/sn.)
degerine kadar M.2 PCI Express modiiliinii destekler**

1 tane M.2 Yuvas1 (M2_2), M Key
2230/2242/2260/2280/22110 tip M.2 SATA3 6,0 Gb/sn.
modiiliini ve Gen3 x2 (16 Gb/sn.) degerine kadar M.2 PCI
Express modiiliini destekler**

** Intel” Optane™ Teknolojisini destekler (yalnizca M2_1)
** Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
** ASRock U.2 Takimini destekler

+ 1 tane COM Baglant1 Noktas: Baglantisi

+ 1 tane TPM Baglantist

« 1 tane Gii¢ LED’i ve Hoparlor Baglantisi

- 1 tane Iglemci Fan1 Baglayici (4 pimli)

* Islemci Fan1 Baglayicy, en fazla 1 A (12 W) fan giiciinde islemci

fan1 destekler.
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BIOS
Ozelligi

Donanim
Monitorii

isletim Sis-
temi

Onaylar

3 tane Kasa Bagli/Su Pompali Fan Baglayicilar (4 pimli) (Akill
Fan Hizi Kontrolii)

* Kasa Bagli/Su Pompali Fan, en fazla 2A (24 W) fan giiciinde su

sogutmali fan destekler.
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP ve CHA_FAN3/WP, 3 pimli

fanin mi yoksa 4 pimli fanin m1 kullanimda oldugunu otomatik

olarak algilayabilir.

1 tane 24 pim ATX Giig Baglayicist

1 tane 8 pim 12 V Giig Baglayicist

1 tane On Panel Ses Baglayicisi

1 tane Thunderbolt AIC Baglayicisi (5 pimli)

2 tane USB 2.0 Baglantis1 (3 USB 2.0 baglant1 noktasini
destekler) (ESD Korumasini destekler)

1 tane USB 3.1 Genl Baglantis1 (2 USB 3.1 Gen1 baglant1
noktasini destekler) (ESD Korumasini destekler)

Cok dilli kullanici araytizii destegiyle AMI UEFI Legal BIOS
ACPI 6.0 Uyumlu uyandirma olaylar:

SMBIOS 2.7 Destegi

DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VPPM Coklu
Gerilim Ayar1

Sicaklik Algilama: Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

Fan Devirélger: Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

Sessiz Fan (Islemci sicakhigiyla otomatik ayarlanan kasa fani
hiz1): Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

Fan Coklu Hiz Kontrolii: Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar
Gerilim izleme: +12 'V, +5V, +3,3 V, Islemci Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,0 V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE

ErP/EuP igin hazir (ErP/EuP igin hazir gii¢ beslemesi ger-
eklidir)

* Detaylt iirtin bilgisi igin liitfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.asrock.com
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Liitfen, BIOS ayarlarim diizenleme, Bagimsiz Hiz Asirtma Teknolojisinin uygulanmast
veya iigiincii taraf hiz asirtma araglarimin kullanilmas: da dahil olmak iizere tiim hiz
asirtma islemlerinin belirli bir risk tasidigin unutmaym. Hiz asirtma, sisteminizin
dayanikliliim etkileyebilir, hatta sisteminizde yer alan bilesenlere ve aygitlara zarar
verebilir. Bu, riski ve masraflart size ait olmak iizere gerceklestirilmelidir. Hiz asirtmadan

I 5hil,
&

ek zararlar k da sorumlu olmayacagiz.

Tiirkce
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1.3 Baglanti Teli Kurulumu

Cizim, baglant1 tellerinin kurulumunu gostermektedir. Tel kapagi, pimlerin tizerine
yerlestirildiginde, tel "Kisa" olur. Pimlerin tizerinde tel kapagi bulunmadiginda, tel
"Agik" olur. Cizim, pinl ve pin2 alanlar1 "Kisa" olan ve bu iki pim tizerinde bir baglant1

teli kapagi bulunan 3 pimli baglant: telini gostermektedir.

AL

w @

Short Open

CMOS Temizleme 1_2 2.3
Baglant: Teli m Em
(CLRMOS1) Varsayillan ~ CMOS Temizleme

(bk. s.1, No. 23)

CLRMOSI, CMOS verilerini temizlemenizi saglar. Sistem parametrelerini
temizlemek ve varsayilan kurulum ayarlarina sifirlamak i¢in, litfen bilgisayar1
kapatin ve gii¢ kablosunu gii¢ beslemesinden ¢ekin. 15 saniye bekledikten sonra,
CLRMOSI iizerindeki pin2 ve pin3'e 5 saniye boyunca kisa devre yaptirmak i¢in
bir baglant: teli kullanin. Ancak, CMOS'u liitfen BIOS'u giincelledikten hemen
sonra temizlemeyin. BIOS'u giincelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz
gerekirse, once sistemi baglatin ve ardindan CMOS temizleme islemi 6ncesinde
yeniden kapatin. Sifre, tarih, saat ve varsayilan kullanici profilinin yalnizca CMOS

pili ¢ikarildiginda temizlenecegini liitfen unutmayin.
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1.4 Yerlesik Baglantilar ve Baglayicilar

Yerlesik baglantilar ve baglayicilar baglant: teli degildir. Baglant: teli kapaklarini bu
baglant: ve baglayicilar iizerine yerlestirmeyin. Baglant: teli kapaklarinin baglantilar ve
baglayicilar iizerine yerlestirilmesi ana karta kalict hasar verebilir.

Sistem Paneli Baglantist
(9 pimli PANEL1)
(bk. s.1, No. 15)

Kasadaki gii¢ diigmesini,
sifirlama diigmesini
ve sistem durumu

gostergesini, agagidaki

pim atamalarina gore

HDLED-

HDLED+ bu baglantiya baglayn.

Kablolar: baglarken pozitif
ve negatif pimlere dikkat
edin.

PWRBTN (Gii¢ Diigmesi):

6'2 Kasa on panelindeki gii¢ diigmesine baglayin. Sisteminizi gii¢ diigmesini kullanarak

kapatma seklini yapilandirabilirsiniz.

RESET (Stfirlama Diigmesi):

Kasa on panelindeki sifirlama diigmesine baglayin. Bilgisayarin kilitlenmesi ve normal

sekilde yeniden baglatil halinde bilgisayar: yeniden baslatmak icin sifirlama

diigmesine basin.

PLED (Sistem Gii¢ LED'i):

Kasa on panelindeki gii¢ durumu gostergesine baglayin. Sistem ¢alisirken LED 15181
yanacaktir. Sistem S1/S3 uyku durumundayken LED 1511 yanip soner. Sistem S4 uyku
durumundayken veya kapaliyken (S5) LED 15181 soner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED"i):
Kasa on panelindeki sabit disk etkinlik LED'ine baglayin. Sabit disk veri okurken veya
yazarken LED 15131 yanar.

On panel tasarimi kasaya gore degisiklik gosterebilir. Bir on panel modiilii, temel olarak
giic diigmesi, sifirlama diigmesi, giic LED'i, sabit disk etkinlik LED'i, hoparlor gibi birim-
lerden olusur. Kasanizin 6n panel modiiliinii bu baglantiya takmadan énce, kablo ve pim
atamalarinin dogru bicimde eslestirildiginden emin olun.
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Gii¢ LED’i ve Hoparlor SPEAKER Liitfen kasa gii¢ LED’ini
Baglantis DU,\/?“L:QA MY ve kasa hoparloriini bu
(7 pimli SPK_PLED1) +5V | baglantiya takin.
(bk. s.1, No. 12) e)(e][e)[e)
1 Q[O|O
[
PLED+|
PLED+
PLED-
Seri ATA3 Baglayicilart Bu alt1 SATA3 baglayicisi,
(SATA3_0: veri aktarim hiz1 6,0 Gb/sn
bk. s.1, No. 11) $| En zl degerine kadar olan dahili
(SATA3_1: E [ [ E depolama aygitlar1 igin SATA
bk. s.1, No. 10) o= =on veri kablolarini destekler.
SATA3_2: s
( . o - * M2_1 bir SATA tipi
bk. s.1, No. 9) < <
(SATA3_3: ] b M.2 aygit1 tarafindan
bk s.1 I?I ’ 8) o= kullaniliyorsa, SATA3_5
S RO devre dis1 birakilacaktir.
(SATA3_4:
bk 5.1, No. 13) SATAS S SATAS 4 M 2 bir SATA tipi
[— [[—=I
(SATA3_5: M.2 aygit1 tarafindan
bk. s.1, No. 14) kullaniliyorsa, SATA3_0
devre dis1 birakilacaktir.
USB 2.0 Baglantilar: USB_PWR Bu ana kartta iki tane USB 2.0
b

(9 pimli USB_3_4)
(bk. s.1, No. 18)

(4 pimli USB_5)
(bk. s.1, No. 19)

baglantis1 vardir.
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USB 3.1 Genl baglantist vous
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19 pimli USB3 3 4) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
- IntA_PA_SSRX+ GND
(bk s.1, No. 7) GND IntA_PB_SSTX-
> IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

B360 Pro4

Bu ana kartta bir baglanti
vardir. Bu USB 3.1 Genl
baglantisy, iki adet baglanti
noktasini destekleyebilir.

ND
PRESENCE #

MIC_RET

OUT_RET

On Panel Ses Baglantist
(9 pimli HD_AUDIOL1)
(bk. s.1, No. 22)

&

talimatlar izleyin.

Bu baglanty, ses aygitlarinin
6n ses paneline baglanmasi

i¢indir.

1. Yiiksek Tanimli Ses, Jak Algilama ozelligini destekler ancak bu islevin diizgiin
calisabilmesi icin kasa iizerindeki panel kablosunun HDA islevini desteklemesi
gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, litfen kilavuzumuzdaki ve kasa kilavuzundaki

2. AC'97 ses paneli kullaniyorsaniz, liitfen asagidaki adimlar: uygulayarak on panel ses

baglantisina takin:
A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye baglayin.

B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye baglayn.

C. Topragi (GND) Topraga (GND) baglayin.

D. MIC_RET ve OUT_RET yalnizca HD ses paneli i¢indir. AC'97 ses paneli i¢in

bunlari baglamaniza gerek yoktur.

E. On mikrofonu etkinlestirmek icin, Realtek Kontrol panelinde “FrontMic” sekmesine

gidin ve “Kayit Ses Diizeyi” ayarini yapin.

Kasa Fani / Su Pompali —

Fan Baglayicilar1
(4 pimli CHA_FAN1/WP)
(bk. s.1, No. 17)

(4 pimli CHA_FAN2/WP)
(bk. s.1, No. 2)
(
(

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

4 pimli CHA_FAN3/WP)
bk. s.1, No. 16)

Liitfen fan kablolarini
fan baglayicilarina takin
ve siyah teli topraklama
pimine baglayin.
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Islemci Fan1 Baglayict Bu ana kart, 4 pimli bir

(4 pimli CPU_FANT1) FAN_VOLTAGE islemci fan1 (Sessiz Fan)

P CPU_FAN_SPEED

(bk. s.1, No. 3) NP || FAN SPEED_CONROL  hglayics saglar. 3 pimli
bir islemci fan1 baglamak

1.2 3 4

isterseniz liitfen Pim 1-3'e
baglayin.

ATX Guig Baglayicist . Bu ana kart, 24 pimli ATX

(24 pimli ATXPWRI) gli¢ baglayicisi saglar. 20

(bk. s.1, No. 6) imli ATX gii¢ beslemesi
P 8

kullanmak i¢in litfen Pim

1 ve Pim 13'e baglayin.

ATX 12V Gii¢ Baglayicist 8 5 Bu ana kart, 8 pimli ATX
(8 pimli ATX12V1) Qoo 12V gii¢ baglayicisi saglar.
(bk. s.1, No. 1) 4DDDD1 4 pimli ATX gli¢ beslemesi

kullanmak igin liitfen Pim
1 ve Pim 5'e baglayimn.

Seri Baglant1 Noktasi Bu COMI1 baglantis: seri
Baglantist baglant: noktas: modiiliini
(9 pimli COM1) destekler.

(bk. s.1, No. 21)

TPM Baglantist
(17 pimli TPMS1)
(bk. s.1, No. 20)

Bu baglayici, anahtarlar, dijital ser-

tifikalar, sifreler ve verileri gtivenli

SMB_DATA_MAIN

bir sekilde saklama 6zelligi bulu-

SMB_CLK_MAIN
LAD2

GND

LAD1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

nan Guvenilir Platform Modiiliu
(TPM) sistemini destekler. TPM

sistemleri, ayn1 zamanda ag

%

LAD3
+3V
LADO
+3VSB
GND

guvenliginin artirilmas, dijital

PCICLK
FRAME
PCIRST#

kimliklerin korunmasi ve platform
biitiinligiinin saglanmasina da

yardimer olur.
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Thunderbolt AIC 1 Liitfen GPIO kablosu araciligiyla
gty

Baglayicist bu baglayiciya bir Thunderbolt”
(5 pimli TB1) eklenti kart1 (AIC) baglaymn.
(bk. s.1, No. 24)
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PXE ZHR—h

B360 Pro4
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U7 INRIV
1/0

A=Y

RT3

o« 2xT7VTFAR—F

e 1xPS2 ¥ TR [ F—HFR—FHR—F

o 1xD-Sub R—Fh

« 1xDVI-D :R—F

« 1xHDMI R—h

o 2x USB 2.0 R— b (FFEEXUNE (ESD) LRFEIRIS)

« 1x USB 3.1 Gen2 Type-A R— k(10 Gb/s)(FE S (ESD)
RIS

« 1xUSB 3.1 Gen2 Type-C R— k(10 Gb/s) (B E Ui (ESD)
RIS

« 2xUSB 3.1 Genl A— b (FEE AU (ESD) fRAEICHTIG)

« LED {¥f& 1 x RJ-45 LAN ;R— I (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

o« HDA—T 1A v 7 : G4V AY | TAYRAE—H—/
<A

« 6xSATA3 6.0 Gb/s T3/ X NCQ.AHCIL, BX U Ky b7

7 BEISR G *
*SATA ZA T M2 T/ AT M2_1 Z L TO 551,
SATA3_5 (FMRNCRDE T,
*SATA ZA T M2 T/NA AT M2_2 Z I L CO B854
SATA3_0 (FMERNCRDE T,

o 1xVET M2V (M2_1).M Key 247
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s EV2—)LE iR A
Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI Express £ 22— UKt
o

o 1xM2VY7rwh (M2_2).MKey 217
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s £ 2—)L
EIRK Gen3 x2 (16 Gb/s) T M.2 PCI Express £ 1 —
JUATH I **

** Intel® Optane™ 77/ 01— S (M2_1 B )
o SEdff 7 227 & LT NVMe SSD IS RIS
** ASRock U.2 v MRS

« 1xCOM R—h\w&—

o 1xTPM W& —

o 1xEJF LED LAY —H—\w X —

e 1xCPU 77V aAXTZR(4EY)

*CPU 77 AT RIEIRAK 1A (12W) DE 1D CPU 771
FHIGLET,



B360 Pro4

¢ 3x VY= | UA—R—RYT T AT R4 EY) (X
< — R 77 D
X = | UA—R—IR T T 7 RRK 2A 24W) D
DY F—R2—7—F—ITHIELE T,
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 355 U CHA_FAN3/WP &
3EVERF 4T 7 MEHESN TV R A E S D7 Ol
HTEET,
o 1x24 ¥V ATX BFIRT R
o 1x8EY 12VEHIRIZ
o 1x i/ SRV A—T oA aART AR
o 1x Thunderbolt AIC I3% 7% (5 ¥2)
o 2xUSB 2.0 \w&— (3D USB 2.0 K—MIHfit) G
SUiEE (ESD) £RFEICH )
« 1xUSB3.1 Genl \w&—(2D® USB 3.1 Genl "—~Hf
I (78 SRR (ESD) (&I i)

BIOS #48E « AMI UEFI Legal BIOS, £ 5 &t GUI Y R— Mt &
o ACPI6.0 ¥ A7 T ANk
« SMBIOS 2.7 Y R—1
« DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VPPM /1~

JUF-E
N—FJzx o WEYT T CPU VY —Y | IF—R— R T T
TEZR— o TPURAA=R . CPU, VY — | UA—R—RTT7

o 5772 (CPUIRBICIE> Ty vy — 7 7Vl E % F )
) CPU, Vv — | U —R—R T T 7

o TTURIVFRERIE : CPU, ¥y — | U —R—RTS
Try

o BRI 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

(01 o Microsoft® Windows® 10 64-bit

SREE « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP S dE IR AHASEE DA ET)

* AR DU T, Yt 7 e S JE X0, http://www.asrock.com

135



136

BIOS RIEDF#E, 7> A RA—IN—2 100 0720/ 02 —DigH, Y — R/ S—7¢
DA—IN=2 097V —)VDIEHEER ET A —/ =y 7, —EDVUR
TEFNETDTCIHELZE D, F—N—00 v 0T BE S R TIDRLEIC
Eo/eD, SRTFADIAYR—2 2 FRTINA ADHET B EHBVES, TH
DEETITo TIEX N ¥)#ETlE A== 00 TN KB HARDE T IL E
REFTDTT TEIZZN,
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13 v UIN—KF

CTOATAME V¥V IS—DBGESTEERUTCOET, Vv S—Fvv T HE

NWE TR L, Vv R—Ea—R T, Vv 8—Frvv T HBEICH;
T TVERWEAIIE VY 8= =T [T, CORIFZEV DI v 78—
FRU IV IIS—FryTHEY 1 LY 2 IHE>T 0B EE TNHDOE VG
[a—hIT9,

Short Open

CMOS 7V 7 T2/ 78— 1.2 2_3
(CLRMOS1) o o [5) o o
(p.1.No. 23 BiH) 774V CMOS DYV

CLRMOS1 Z{#>T CMOS NDT—27%Z 7V 7 TEEYT, JUT LT, 7 74/
BV AT LISTA =2 =72ty b F 3I1CiE, AV Ea—2—DEFREZYD,

BENSEFEI—RF2HRNTIIEEWD, 15 B> ThD, Jv o S—F vy 7T %
fifi>C CLRCMOS1 DY 2 L ¥ 3 7% 5 Bl a—RLET, 7272L.BIOS 7%
7w 7T =R UTzEEZIC. CMOS 7V T LW TLIZE W, BIOS &7 7T —
4. CMOS 27V 7§ 2 REHH U, RN AT LEREI L, Z b5
CMOS 7T 702 aYZ{Tomics vy hA Y UTLIEE W, 7SAT—R AL,
R, 21— —DF 74V a7 71 )Vid. CMOS DFEMZEH O LI EIC
DI HEENZTEICTHEEILZE W,
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14 A ViR—FKDOAy A —EaRI A

A R—RAY R —E AR I RE D7 2 S—TIEBDFEE Ao CNENYH—E TR
A GRG0 27N —F 1y TR RO TLIEE A E—BE TR I KISt
SS—Ftry TR B L, T —R— ISR C 3 H B0 FT,

AT LIS\ R — PLEDL+ FIFRZ R LR
(9 ¥~/ PANEL1) a7ty kU, Fadd
(p.1.No. 15 Zi#) EHIDYTICE-T,
1 X —YDVATLA
T—RAFRRT VT2
v DNy RZ =ty LE

EP A%
LEICF . EYD+HE—IC
S DT TLIEE W,

PWRBTN (it 2>):
S — i SRV DI XA L TLIEE 0 BIRRZ 2L T,
R T LA TNCT B I RZETEET,

RESET(Vtyhhx>):

S =R N RV DY By FRZAHE L TLIES 0 A2 —X =0T —
RUT=0, WH D FEE)I 2 FIT TE A VIEAICIE, Uy RRE ZHILT, 3>
Va—X—ZHEELET,

PLED (A7 L ##li LED) :

S — I NFRIVDEIRR T — XA > 2 — 2 —IC i L TLIEE 0, S X7
LBEBHE, LED DT LE T, S X7 LM $1/53 RV —TIKRRED 4121, LED
LRI E T, S RTLDY S4 XV —TIRREE T AL A WiA 7 (S5) D& FITI,
LED l37 7T,

HDLED ON—FRRS547 727 ¢E7+¢ LED) :
S =R NFRIVDIN=R RS A7 70 71 €T LEDICH#E L TLTEE o N —
RRZ 47 DF— 2% G D & = ld & ABRHUS, LED (34 N27 D F T,

HOIEI NIV T A NS, =N k> TRE BT E DB VE T, Fillfi/ 3 IVE
Ja =)W, FICTEWR X, Uty MREZ, FEf LED, N—FRZ1 77771
7+ LED, A== ED SR ENE T, >+ —> DRt/ S 7 IVES 2 —)b &
CDN X —ZAki T B I BARDED 4 TE, B> DED 24 THIELE
HLTOBCEZMHEDDTIIEE,
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FEJH LED & A¥—7—\ SPEAKER >y — R LED &
A — oo Y=Y A —H—%T
(7 ¥ SPK_PLED1) g C|> a DAY R—ITEELTL
£ ©) 220,
(p.1.No. 12 ZI8) o0 72E
PLEI!H |
PLED+
PLED-

U7V ATA3 I3 T X N5 6 DO SATA3 I+
(SATA3_0: 72 —%. Feii 6.0 Gb/ B
p.1.No. 11 ZR) S o DT —AHREEE TR
(SATA3_1: E l l g AL —IF A A HD
p.1.No. 10 ) e SATA 7 —&r—"7)V 7%
(SATA3_2: ° [ A+ PR-FLET,

.1.No. 9 2 2 2 e
E’SATA‘; s ) i & *SATA XA 7 M2 F/NA

| Mo s S0 PES=Y zemaz@ELTY
gA\TA(; 4’““ B IE SATA3_5 4T
ol N0713. 218 SATA3 5 SATA3 4  ZNCEDET,

NN . Z AR L
(SATA3_5: L I L I *SATA ZA T M2 T3

p.1.No. 14 Z#)

AT M22 LTV
BYEE . SATA3_0 13
BTIZDET,

USB 2.0 W& —
(9 ¥/ USB_3_4)
(p.1.No. 18 ZR)

(4 ¥ USB_5)
(p.1.No. 19 ZR)

USB_PWR
P-

p-
USB_PWR

GND
P+

p-
USB_PWR

ZORP—R—RIiI 2
DO USB 2.0 N\ &R —7
EFEEINTOET,

B360 Pro4
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USB 3.1 Genl ™\Y ﬁ‘—‘ Vbus

COYP—R—RIZiF 1

Vbus IntA_PB_SSRX-

(19 ¥ USB3_3_4) maen s OO ma-pesswe D)\ A — VI E L
(p.1.No. 7 BIi) s GG TET, TO USB3.L
s Qlopee | Genl N A —IE,2 DD
o ol RTREYR—NTER
‘ EE
TV I —F o ! Fresences TNy H—lE, TE
Ty H— F—F A FINTE—

(9 ¥ HD_AUDIO1)

TAKTINA AT $iki 3

(p.1.No. 22 &) BIHDEDTT,

1 NATA T =2a>d—T oAy o> > G R—RLTOETH,
(-Q ELSHIES 3701l Sv—S 07 IV ¥—hY HDA 4 FL T

BCEDRETY, BIEVDIRTLEZRDNMITBIIE, it D~ =27 )V Ik
Vo —2 D=2 7 )VDITRIEHE S TTEE U,

2. AC'97 A—T ANV EAEI T B EICIE RDR T 7T, Hijiis N7 A—
TNy L —ICIDHFTITEE 0,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##iLF T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R (<, Audio_L (LIN) % OUT2_L I L&,
C. 77—X (GND) % 7 —X (GND) Ic#i L &9,
D. MIC_RET & OUT_RET 4, HD 4 —7 A7 S )VEH T, AC'97 4 —T«
AN TUE NS ki T BB G H D FEH Ao
E. 702 FADHEGINCT BICIE, Realtek T2 FI—)L7 S )L D[ FrontMic | %
TC. [EREF B LT 72X,

fe 2t T r—=TWET 7>
XTI L JRE
T—AEYHEHDETL
72X,

=TTV TA—R
— R T T aAxsR
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 17 )

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No.2 ZlR)

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 16 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND
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CPU 77T R
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 3 ZI®)

FAN_VOLTAGE
GND

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

B360 Pro4

CORYP—R—RiF4¥
Y CPUT7Y (FET7
) AR EHEAHENT
WE9,3EDCPUT T
VR A,
Y 13 IR LTI E
A

ATX &ERIRT %
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 6 ZI)

CORYP—h—Rd 24 €
Y ATX BRI AT 2N
fiENTOET, 20
> ATX SRz
Y N B W K ey
DR THERLTIZEZW,

ATX 12V BFEI R I X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 ZH)

COXYP—R—FE s ¥
> ATX12V BRI R T2
MEEfENTVET 4
2D ATX B2
Bl B 1Es51ch
DO THEHLTLIIEE L,

ST VK= A S —

TD COM1 Ny A —F

(9 ¥ coM1) U7 VR—=FEY2—)b
(p.1.No. 21 ZR) B R—FLET,

TPM & — COAXRTRF T ATV RS
(17 ¥/ TPMS1) ] Zv b 74— LEY 2—)V (TPM)

(p.1.No. 20 ZHD)

GND

%

PCICLK
FRAME
PCIRST#

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

LAD2
LADI1

LAD3
+3V
LADO

GND

S_PWRDWN#

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

AT LEF R BTV
BOVEETE, ) SAT— R, F—4
BRI T BCLINCRE
T, TPM VAT LIdE T2, 3w b
U=l F 2T ARED, TV
SOV RAEL, 75
Tr—LOFRNE R LET,
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Thunderbolt AIC 237 % 1 GPIO 7 —7 )72 fi>T,

(5 ¥ TB1) Thunderbolt ™ 77 R > 71— F
(p.1.No. 24 ZIR) (AIC) Z T DA RITHER L
TLIEEW,
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B360 Pro4

1 &

ST 5K AR BE B360 Prod4 M » X 44 B — BT A% T & P bR v A 71
PEREFTSERIEM o EHRUERT & 4 ZE TR AN A VA TE TS Rt fl sk ge -

Q HIF FEBHIEFI BIOS # (ERTREEL AT » I » A SRR ZS AT RE A BERT L »
KT TABA] o ARA SRS ENER - WEFTHIR A& A e G L
HATT 2 BINEITEA] o ARETFEG M FRARATEARSEF » VIR0
PR LLEGK T AT A SR 8. o At AT LITEAE B EHEIRAT VGA A1

CPU 591 o HEBERAUE http.//www.asrock.com °

1.1 8%H

o 1EEEB360 Pro4 M (ATX #IFERT)
o HHZ B360 Pro4 LR A SRR

o HHZ B360 Prod4 L EFEAL

o 2x Hi{T ATA (SATA) ¥EL (%)

« 1x1/O M

o 3xUR% (ft M2 HEEEGE) (%)
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1.2 }t&

CPU

Y

n#E

]

B

ATX HFE R
TRE R AT

75 8 1K Intel® Core™ ZbFEFF (JFHEE 1151)
Digi Power design

10 FEJFAH BT

7 FF Intel® Turbo Boost 2.0 (A

Intel® B360

X583 DDR4 ITFERIA

4 x DDR4 DIMM ##

£ DDR4 2666/2400/2133 3E ECC » FEZ TINTE
2 FF ECC UDIMM P{FiER (FE ECC B HF )
TRRARNFRADE ¢ 64GB

=7F¥ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM FfE R 15 p0 S fif

2 x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE2/PCIE4 : # - x16
(PCIE2) : ¥ - x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))

* {15 PCIE3 BY PCIES it 5 F > PCIE4 1520 x2 K o
* ¥ NVMe SSD FITEEh 4L

3 x PCI Express 3.0 x1 f# (Flexible PCle)

¥ AMD Quad CrossFireX™ [ CrossFireX™

1 x M.2 Socket (Key E) » SZFF A 2230 WiFi/BT &A1
Intel* CNVi ( 5% WiFi/BT)

“ HH GPU SRk BE 254 SCFF Intel” UHD Graphics A E )
A0 VGA Bt

¥ Intel® UHD Graphics PI'E AL : Intel® Pud [F25 050 »
SKH AVC ~ MVC (S3D) #1 MPEG-2 Full HW Encodel *
Intel® InTru™ 3D > Intel® Clear Video HD 7K  Intel®
Insider™ ~ Intel” UHD Graphics



LAN

famE#R 1/0

B360 Pro4

DirectX 12

HWA 45 / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~
HEVC/H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit * VP9 10-bit ( {ZfiF
i3 ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {f#H5)

3 ANEFE A LT : D-Sub ~ DVI-D 1 HDMI

YR =6Dne

FFF HDMI » B R/ HEZS AT 1K 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
5 DVI-D » 60Hz I A #2518 1920x1200

SZHF D-Sub > 60Hz IR AR/ H#2R1E 1920x1200

BT HDMI i (FRZI3R25H) HDMI oras ) ZFF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC F{l HBR ( f=if{i:#{%s
B

@1t DVI-D 1 HDMI Ui (1574 HDCP

ST HDMI Ui [ 374 304 4K B 15 (UHD) 1

BARNEIFFIIRER) 7.1 CH BB S (Realtek ALC892
IR RIS AR )

* ENCE 7.1 CH Mg S » 5 S0 i i I A
E ISR EN R I F 2 sl S DD RE ©

LT Blu-ray H 45
SRR
ELNA FHHE

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel” 1219V

S Wake-On-LAN ([ - nffig )
FFEE L /ESD 1R
RFEIRERLLIRR 802.3az

FFf PXE

2 x Rekim

1 x PS/2 Elbr / B2t 1

1 x D-Sub i

1x DVI-D ¥

1 x HDMI %

2 x USB 2.0 Ui ( %4%F ESD {4 )

1x USB 3.1 Gen2 A 25803 [ (10 Gb/s) (S7FF ESD (#7)
1x USB 3.1 Gen2 C 2RI (10 Gb/s) (S2FF ESD {#477)
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it

0o

« 2x USB 3.1 Genl IfiilTl ( Z§F ESD £4)

« 1xRJ-45 LAN i1 » #7 LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o EEEHETL - BRI /WA g/ Z X

+ 6xSATA3 6.0 Gb/s #[1 » ZFF NCQ ~ AHCI FIFAHEHIN *
* N5 M2_1 1 SATA ) M.2 %45 5 F » SATA3_5 ¥ 5EH -
* N5 M2_2 1 SATA I M.2 %45 5 F » SATA3_0 ¥ 5EH -
o 1xB% M2 O (M2_1) » T M Key 267
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s A M.2 PCI
Express 155 (515 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **
o 1xM.2 B (M2_2) » S7HF 2230/2242/2260/2280/22110 M.2
SATA3 6.0 Gb/s M Key ZBUIEHRA M.2 PCI Express 153 (5%
1% Gen3 x2 (16 Gb/s) ) **
** 37 F Intel® Optane™ Technology ( {X M2_1)
> 7 HF NVMe SSD R{EREEh7%
o TR UL B

« 1x COM ik
« 1xTPM ¥
o 1x HJF LED FI#7 S
« 1xCPU MGEET (4 %1)
* CPU RUGHEEO e 1A (12W) THZEH) CPU KU ©

o 3x MRS/ KEREEEL (44F)  CEHRENXGRHETIZEH])
*HLFE 1 IRE RGBSR B i 2A (24W) ThZRRY7K i KU ©
* CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP Fl CHA_FAN3/WP A] L)
EIShAG 3 £TE1EY 4 £TBI XS S TEE A o

o 1x24 %t ATX FEIFHEL]

o 1x8%f 12V HJFEL

o 1 x HHER SO

« 1x Thunderbolt AIC £ (5 %1 )

« 2xUSB 2.0 i (3743 1~ USB 2.0 3 [0 » S74F ESD 1£57)
« 1xUSB3.1 Genl Ml (3ZFF 2 4> USB 3.1 Genl ¥ii[ 1l » 32

£ ESD 1#1)



B360 Pro4

BIOS Th&E « AMI UEFI Legal BIOS * %155 GUI
LT « ACPI 6.0 FEMELE(f:
« SMBIOS 2.7 S7#¥
« DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCST ~ VCCSA * VPPM
L2 ROJAEE
EiFisE o BEERGN : CPU ~ HLAE / /KR

o NRFEHETT - CPU ~ HFE / KENE

. EERE (IRYE CPU RE B shAZNANEE)
CPU ~ #lF / KFE XS

o R FREEEFES] : CPU ~ #1458 / KRR

o FEJEMFE © 412V~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

BERG « Microsoft® Windows® 10 64-bit

N . FCC~CE
« ErP/EuP Z#F (FFEIHF ErP/EuP HIHIR )

*HRIEHP A (E B E A EA TR ¢ http://www.asrock.com

A ATMREEEIA B —E NS - E15R% BIOS W& » A “HHEEWEAR” -
HFAF=TTE TR - BIAIGEAFNAZRGHIFEENE » FEXSRAAIALF
TR B EARIT o AT ST L ELEN B RS FIE CAMA R o 2l I T8
IR AT T 01 5T ©
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1.3 BikigE

P SRR BBk o FFBREIBSE R R LB B - BREE REERT o R
IXSEEHA R A SRR ENE - BhE TTRET o MEIEIR 3 BBk - MBREERAE
FHI L RNEHI 2 b AT CREEET e

' 9
Short Open
&k CMOS Bkt 12 23
(CLRMOS) ooo) oo
ME1T > 823 1) NN {HFR CMOS

CLRMOS1 R VFZIERR CMOS HEEEHE - ZUERIE B 255 HEIBAE

B ERMAITTEN o WHIR BN IR, o SE 15 MG o (FABERIE
CLRMOS1 _FREHE 2 FOETIA 3 5582 5 7 o (HRZ > 1 Z7E#T BIOS Je iz Al
& CMOS ° HIRIEBFETAENIFER BIOS BHT51ER CMOS » MLl FEih%
4t o FFAER G EHUTIERR CMOS 121F < 18R » %1 ~ Hif ~ IRFIHE~
BRAAFCE S ATEET T CMOS FLHlLE A & #iE TR -



B360 Pro4

1.4 IREFERIFNE O

WREBRAITIBE T RBRE: - TERB AN RE X B AFIEE O L - FrBkEIERE
F X EGERFIEE L5 20 ERGE K X MEREF

SRR B2 PR T TR AL -
(9 ¥ PANEL1) FELFE B RRR e
(MELT H151) EHEITHMRGREE

TR » AE
PEESERTEIL T IESR
HDLED+ EH o

Q PWRBTN( HjFE#4H) :
TELEZIN FERTER_ERTHIRIZE o 5 A] LIBCE (% F R [ % 00 7 2 @

RESET( EE#4) :
EZEIYERTENR LA EE A o ARTTEYISTY] - TREPUTIE R ERTSE) -
FLEE L EFEEN TS -

PLED( Z#HELED) :

EBEZIN FERTEIR ERTHEIRRSTE AT R HRIEHRIERT » I LED SERE %
SELETE S1/S3 HERRARZSAT » M LED [AM o REE4LTE S4 BERRIRZSBLHAL (S5) A »
I LED 48K »

HDLED( #&#3%5 LED) :
TEBEEY FERT IR _LAORERLIES) LED $57AT » WEAL IE7E 5 A ST -
It LED ZEtE -

BTN TR A TR B AT o FIENE A L B IR ~ BEE
# ~ ¥ LED ~ BEELE ) LED #5747 ~ ez o RlLAERT R R S eI
BRI - BRELECFIEH ML IE (FUCAE -
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FLIS LED F#%5 7 2224
(7 5t SPK_PLED1)
(ME 1T 12 1)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

TR FE LED AL
Fa M e S B -

EB1T ATA3 #2111 XSS SATA3 B2 374
(SATA3_0: B 6.0 Gb/s KR &
WE1TT Hi1rh) Sl o AR EF I 1 & Y
(SATA3_1: g [ [ E SATA HUIEE -
M 1T & 104 SIL A S
(Jsi A;z SR * 5 M2_1 #% SATA B
: o = M - N
PR o' o M.2 &% (5 » SATA3 5
WEL1T Eo) < s S5t
E E BEEA -
(SATA3_3: o =l =l v
TE 1T &) * M5 M2_2 7 SATA B
(SATA3_4: SATAS 5 SATA3 4 M.2 & 5 » SATA3_0
WE 1T F134) - - B o
.
(SATA3_5:
WE 1T 5 1a1)
USB 2.0 2 USESPIR I EM B 2 4> USB 2.0
(9 51 USB_3_4) M -

(1T 18 1)

(4% USB_5)
(ME 1T F19 1)




USB 3.1 Gen1 /i
(19 1 USB3_3_4)
(1T HE71)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

UM B —A- 2 -
1Y, USB 3.1 Gen1 #2281 5]
LI RPN -

B360 Pro4

AT &
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(ME 1T F221)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

BEHeRE AR T i &
EREIRTE SR

Q L (B AL - (EWUFE_EAEIRE LA HF HDA A BEIER TAE °

B IR T F MR FE F AT 2 4

2. QIFRE(ER ACT 97 EMTIEING » 1FHZHELLT 2P B B 2o gty & e -
A. F Mic_IN (MIC) ##%| MIC2_L °
B. 1% Audio_R (RIN) ##%] OUT2_R * 1% Audio_L (LIN) 1£#%] OUT2_L °
C. ##E (GND) #2215 (GND) °
D. MIC_RET #] OUT_RET R TENEEMENR o BT ma ZZEEN AC™ 97 BT

EEE TN

E. ZSHRIZ N » 15#E] Realtek ZEHEH_LHT “FrontMic”  (HIZ X))
AR » % “Recording Volume” (REEH) °

HFERE / KEE R EE

|

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(W17 Bz 4)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(W17 F2h)

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(W17 Fi1e 1)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

SRRSO EE NG
O R A UL e
BT -

151



CPU X
(4 51 CPU_FANT1)

FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED

LM ER L 4 1 CPU X,
fm (BFE W) O e

(MEL1T > HE34) CND | | (FAN_SPEED_CONTROL 1 ERUAHT 2 43 3 4t
— CPU A\ » BT IERE
FIEHH 1-3 -
ATX HJREE " PR 24 51 ATX H
(24 51 ATXPWR1) PR o E{HH 20 £t

(MHE 1T He6 1)

ATX HLE » 1FUEEHE 1
FOEHH 13 fEHEE -

ATX 12V HLFEEO
(8 ¥ ATX12V1)
(ME1TTHE1)

MR 8 £ ATX
12V ELEEEO o ZHEF 4
Bt ATX HLJR » 5 HET
1B 5 e -

AT B2
(9 #f com1)
(BT FE2171)

It com1 IR ERAT
IR o

TPM $ZH
(17 ¥ TPMS1)
(ME1TT HE20 1)
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GND

PCICLK
FRAME
PCIRST#

SMB_CLK_MAIN
SMB_DATA_MAIN

LAD2
LAD1

LAD3

+3V
LADO

GND

S_PWRDWN#

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

I 157 FF Trusted Platform
Module ({FHEFHE#ELR »
TPM) A5 ATLIZZHIERE
TR S IR ~ BRI
TPM 25t AT DU B o ) 26
TE - (RPEEE B ORI

BRI
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Thunderbolt AIC #[] 1 w 1EFMIH GPIO £ Thunderbolt ™
(5- #F TB1) - PRR (AIC) RS -
(W10 524 1)

RS
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BH¥ES~

o=
oa/9

FAZHHRR

FARFRER A TGRS R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLF
(BT I RPERIFREER Y BFE BB AR » #E LA 2 & 188
P E BN EEE EYREUTE B £ YN B 28R T I B 5 YL
WG ~ W3 IR E AR o (K _ESRLE - SR A 2 ERI R AR
FERLE—Z R o B—d 28T R 2 MR E AR - BRIk E iz
MR R IR 10 4F -

10

FEREYRATENBHRESEIRH

AT R SR E R A EVR BT RIS R E R - E SR %

Fe B o
AT GELE S
Bt (Pb) §8 (Cd)| 7K (Hg)| /<18 (Cr(VI)) B IREE (PBB) % I 6k (PBDE
FITRI S
R | < | 9 © © © ©
INEE B
gapest | X | O | © © © ©

O: FRZEHE EYMEZIEATE B TR R & BI9TE SJ/T 11363-2006 FRHERE
RIPREZR LT ©
X: FTEESHE EYR R OELE S TR & BB H S)/T 11363-2006 HidE
FLEMBREESK » %S &R TE £ 2002/95/EC FUFITE ©

T - P EFTTOR MR EFER » RAETE— R EF AR T ©




1 &

SRR E 5 B360 Pro4 MM » A EHEMEHEELER % ”éﬂ“ 1B B &
NERERTF]SEAE S, © R EE S BRI AR ET AT RO R ARE - TE 2T S E AR
B st FA LA GE

Q HIFS LEREMRAINE e BIOS BREEFTRE T AT » FTLUA X HFABATERFE » 28175
TTAEH] ° M AFEENTIEN - 7] EHEEHEGE TS FHIRAE » TAINEH]
HA TR BB LA AEBAR T R TS HR » 75 L PR AR A B A (G P PR B
FFEERN o Bt i] LITE 3 ZAE0EHCEARATHYT VGA R CPU SCHEA B - #EE5HH
74 http://www.asrock.com.

1.1 BERE

o HETEB360 Pro4 FHEIT (ATX )

o BEEE B360 Pro4 JUE 2R

« IEFL B360 Pro4 A IEHE

o 2x Serial ATA (SATA) ERHER (ZEH)
o 1x /O EHRINE

o 3xUEAR GEAR M2 ) ()

B360 Pro4
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1.2 3R

T8

CPU

IwFEE

156

o ATX R~T

BEFFIIZLE
o [EREEAG

o HEH 8 1L Intel® Core™ FEEFEES (Socket 1151)
» Digi Power design

. 10 EIFFEAEEE

« 1% Intel® Turbo Boost 2.0 Fii

« Intel® B360

. 588 DDR4 A B RS HT

« 4x DDR4 DIMM it

« 7% DDR4 2666/2400/2133 FE ECC HE#F EaC {8 1S

« 4% ECC UDIMM Zr{EREEAH (149F ECC =l THE(F )
o BRRHMELIERE R ¢ 64GB

« 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15 u FFIEHE B

« 2 x PCI Express 3.0 x16 ffiflj (PCIE2/PCIE4 : ® x16 (PCIE2) ;
# x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* ZEAG ] PCIE3 8{ PCIES » PCIE4 5 @& x2 13 -
* 7% NVMe SSD 1E B Btk
« 3x PCI Express 3.0 x1 {fif#§ (Flexible PCle)
« % AMD Quad CrossFireX'™ J% CrossFireX™
« 1xM.2 ffiE (Key E) » SZ#% Type 2230 WiFi/BT 15i#H 2 Intel®
CNVi ( # & 3 WiFi/BT)

“{E[REEE GPU HYEEEH 3R~ R 34k Intel* UHD Graphics Built-in
Visuals 2 VGA it} °
« 1% Intel” UHD Graphics Built-in Visuals : ##{f AVC ~ MVC
($3D) K2 MPEG-2 Full HW Encodel ] Intel® {588 {5 [F] 20
TEHZ0F ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology
Intel® Insider™ ~ Intel® UHD Graphics
o DirectX 12
« HWA @5 / fifff5 : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 filJT ~ HEVC/
H.265 10 i1JT ~ VP8, VP9 8 {ifJT. ~ VP9 10 i1JT
({215 ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( {£fH5 )



il
g

LAN

#&EtR /0

= ([ i 5% ¢ D-Sub ~ DVI-D 5z HDMI

TR =GHT S

YRR I 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz f#EHT Y HDMI
YRR 1920x1200 @ 60Hz f#AT Y DVI-D

RS2 1920x1200 @ 60Hz AT EERY D-Sub

R HDMIEEHE (FHZ HDMI Bitilgs ) /Y Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (&[T

afl)

& DVI-D F HDMI B HDCP
SZER(H F HDMI ELERRGEST 4K Ultra HD (UHD) &1

7.1 CH HD Fill& A A H7# (Realtek ALC892 FZHIEAE S )

g

B360 Pro4

* FEELGE 7.1 CH HD &3l » LZE{HF HD R & VR » 1

2 AT BREN AR 2R 2 B E E AT RE -

PSS R
FARZE (R
ELNA HFEHER

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

SRR LR

SCIRENE R (R

7 1% Energy Efficient Ethernet 802.3az
% PXE

2 x KAFEEER

1 x PS/2 VB Bl /i H R

1 x D-Sub H{1H

1 x DVI-D ;EEE R

1 x HDMI ;# E25

2x USB 2.0 3R (LIBFFERE)

1x USB 3.1 Gen2 A JHALEEHR (10 Gb/s) (ZIRFFERE)

1 x USB 3.1 Gen2 C JERLEER (10 Gb/s) (FAERFEIRTE)
2 x USB 3.1 Genl :#f#H7 (ZIRFFERE)
1 x RJ-45 LAN 3852158 » & LED (ACT/LINK LED F2 SPEED

LED)

HD FAAL « fREEEA AT EMIV, /25T i
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HERE

BIOS IDEE

« 6xSATA3 6.0 Gb/s 58 » % NCQ ~ AHCI & &l *
* 3 M2_1 By SATA FEAIAG M2 25 B (5 » 1515 SATA3 5 o
* 3 M2_2 By SATA FEAIAG M2 25 B (5 » IS &5 SATA3 0

o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_1) » %58 M Key %!
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fifH Bl M.2 PCI
Express 1540 (/5 1] Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHIU **

o 1xM23HHEE (M2_2) » 3788 M Key 1
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FEHHEL M.2
PCI Express T (£ AJ3E Gen3 x2 (16 Gb/s)) FEAU =+

17 Intel® Optane™ F71ii5 (2R M2_1)
8 NVMe SSD {F B TR
> IR U2 B

« 1x COM ;EERHESH

« 1xTPM HEt

« 1x FEJF LED Kl \HESt

. 1x CPU JF#25H (4-pin)
* CPU JE\ R BRI PRI A1 1A (12W) BURIHZERRY CPU B ©

o 3x R IKIS BN R EEE (4-pin) (YA EUGE A PE)
* LK B R BB S B A = 2A (24W) [EURTZRHI7K G
JE °
* 02 3-pin BX 4-pin AR A > 7T EH){HH CHA_FAN1/
WP ~ CHA_FAN2/WP f{l CHA_FAN3/WP °

o 1x24 pin ATX ZEJREEH

« 1x8pin 12V EFEH

o 1 x MR E AR

« 1 x Thunderbolt AIC #2858 (5-pin)

o 2xUSB2.0 BESt (3748 3 ([l USB 2.0 38R )  (SEEFEMR

#)
o 1xUSB3.1 Genl #E#F (4% 2 I USB 3.1 Genl JHIfi#HH )
(HLIREFEGRE)

« AMI UEFI Legal BIOS %% #F GUI 37 1%

« ACPI 6.0 FF & WA H BB

« 1% SMBIOS 2.7

« DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCST ~ VCCSA ~ VPPM &
JBE % S A%



TEERIR

BB5E

BB REIE : CPU ~ #3% /7K B EUR

JEREEEE © CPU ~ #5% K B R

FiE AR (R CPU IRLE B 8 bt Mm% ) ¢ CPU ~
PR IKE B RS

JEVGS % BB ] : CPU ~ K%/ KA BN AR
BERESHE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

RCC ~
ErP/EuP ready (ZHEL{f ErP/EuP ready I LIER)

* QT E e E AR 75 EEAPIRIAEG, + http://www.asrock.com

A FHBWEER - BRI GEE L B E R mbE - E b fEFEE BIOS HHYZE ~
FRHI B EHREARBANT B 157 /I R A B4 T AL o EAE AT e @i BIEA AR E
V- EREGHERAATTTN RIEEEK G E - EIEETAIGEERIR R
& o BA TR ARG E KA AT REIRE T A T

B360 Pro4

159



160

1.3 BIRERTE

B FIRER A EBARRI T - B AR E R LI - RIS TR - AR
AREIE SRS L - RZBkA THARL © BBIRTRE 3-pin BRERAIBLIREE
{E pinl J pin2 [Rf » SER{ESTIIE Ay TR ©

AL

© ©

Short Open
EFR CMOS PR 1_2 2.3
(CLRMOS1) Ko ©oa
THER &R CMOS

(GEZHE 1 H - #whk23)

FEATFIF CLRMOST 5FR CMOS FRRTE K} o 35 BUE PR K A S EUR TE
FAE o AH/CHAPHENSE R - PR T IR IE AR EIRAR - fEE R 15 Bk »
A BEERIEE CLRMOST _EAY pin2 B pin3 MEREHT 5 7 o il » FEAEER
#7 BIOS 3 7HNEFR CMOS ° & TR #T BIOS #17HNE R CMOS » HILAZA
SeEFTRENRM o SREFOSEITIERR CMOS BhYERTRRR - 351EE - REEIH
CMOS EMIRFA GRS ~ HIA - RERE R {2 THRR AR EAE -



1.4 IREBFET R IZEE

WREHS R LTS /RBUR © 75 W BARIE ETES e RAEZFA L - A BLARIE
EEHE R L - FE LSO AR Z 4R -

SRR E RS
(9-pin PANEL1)
(FEZMIE 1 E > W95 15)

FAMARLL T B SIS
B LR IR ~ AR
R AR AR T
BELHERE o (EEBATR
ZAGAEELE &R -

HDLED+

Q PWRBTN ( T ) -
LR R ATENR _EHIEEIRIZE] o [ A 32 € (8 FH R IR 2 2 AP % i eB IR A 77

fC °

RESET ( Fi4%4 ) -

ERRFRRATENT LHI B o BB R A B LT IE  EATHE) » % T &
GBI AT ERTEAB R

PLED ( %447 i LED) :

PR TR LRI EIFIEIE TN o R IETEEIERF » I LED g2 - %
WA S1/S3 HEHRARRERF » LED ErF#iEpT/ o At S4 HEHRAKRESLRIE (S5)
K¥ » LED @45 °

HDLED ( [ififl{&j%5) LED) :
AR R AR _EAIREREEB) LED  IEREIE(EAI R A BRI » LED 8172
& o

FrERAI BT £ A DA o BT R o B2 H FE I Al ~ Btz ~
JF LED ~ [EEEE) LED ~ WU B SEEAARL - 1A Bl A E R I A
FHF - GAETEE (AR st G IR & IERERATF ©

B360 Pro4
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FEIR LED il \HER

(7-pin SPK_PLED1)
(GEZME1HE > WHF12)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
L

©)
Q

|
PLED+
PLED+
PLED-

AR R LED Kot
R GERE 2 RS

Serial ATA3 $258 gl mEn gl 1875 SATA3 BEUE R 1%
(SATA3_0: E E NE A EEERT SATA &
FEZREE 1 HE > WY 1) o == o FBHERR » 72 & 0 6.0 Gb/s

(SATA3_1: o A A B HERER o
E=7y , YERE [Sr] 5}
ES R 2 2 M1 % SATA Y
. == SEREA - HgiER
SN , s ES I
u?yF’fA3 ;E. VFH%E 9) SATA3_5 .
M L H ks SATA3 5 SATA34 3ty 5y SATA JEHUHY
(SATA3_4: [— [—I BEF (G - 4T a1
E2HEE 1 E W 13) SATA3_0 ©

(SATA3_5:

H2EE 1 HE W 14)

USB 2.0 HE8} USESFIR A & E R
(9-pin USB_3_4) USB 2.0 HEgf ©

(GEBRE 1 H - Wk 18)

(4-pin USB_5)
GGE2BE 15 » 57 19)

P-
USB_PWR



B360 Pro4

USB 3.1 Genl HEt vous SOlob i possme WL ERENT - — (AR
(19-pin USB3_3_4) s Ik I USB 3.1 Genl HEBHE T
(GEZHE1E > WR7) i onsorx JOIOlmn e seme SR EEEE o

R EF R AR
(9-pin HD_AUDIO1 ) "~ out et A E BRI E -

(FE2E5 1 H » w9 22)

JAS7 1% HDA 7 REIEREELE © G A TFM AR F Mt AL 46747 o
2. FHEA AC97 FARIEINT » FETEIE LU T B A B R & AT -
A. f Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. #% Audio_R (RIN) :##% OUT2_R A Audio_L (LIN) i##% OUT2_L °
C. [[§#33l (GND) :#$Z £ H4l (GND) °
D. MIC_RET J OUT_RET (£} HD E3REREH o BAFEIE AC97 EFlE
MR
E. ZZRERTZS il » 5R011E Realtek FEFIETNAHHY [FrontMic) 1E%#5H%
[EREERE) -

Q 1. IR A S R BT VT4 (Jack Sensing) » {EE6R% FAOTTARARL

BRIV / K B LR B2 RN SR R A AT R
5 JRTHESE o Al
(4-pin CHA_FAN1/WP) FAN_SPEED_CONTROL B EHD ST o

(FHSMH 1 E > W5 17) AN VOLTAGE
(4-pin CHA_FAN2/WP) ene
(FE2MB1E - W¥%2)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(FEZME 1 H > M9 16)
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CPU JilJ7#E5H
(4-pin CPU_FAN1)
(E2ME1H » WHE3)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

GND

FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

A BEHAL f 4-Pin CPU

JEL ( *‘ﬁﬁﬁk% ) BEOH -
FIEGTELEEE 3-Pin CPU

B » FETEE Pinl1-3 °

ATX BEFFH b A F BEARBC f# —#H 24-pin
(24-pin ATXPWR1) ATX BFHETE « # 2]
(GEZME1H  Wike) 20-pin ATX BIR{LIERS »
ffd A Pin 1 Jz Pin 13 ©
A 1L —5 4l Y
A(TX 1‘2V EER R = Zliﬁ”&ﬂi@ﬂﬁﬁ E:E
8-pin ATX12V1) 000 8-pin ATX 12V E R

(FE2HMHB1H - w9k 1)

PEOH o B 4- pin

ATX BIFHEHERS
}fﬁ)\PlnlElPlnS °
PR RS It com1 HEH SRR
(9-pin COM1) GIERERAEAH

(FEZHH 1 H - Wbk 21)

TPM HESt
(17-pin TPMS1)
(GEBRE 1 H - f&hk20)

GND

%

PCICLK
FRAME
PCIRST#
+3V
LADO

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

LAD2
LAD1

LAD3

GND

S_PWRDWN#

SERIRQ#
GND

+3VSB

GN

VLR IR (B H AR
(TPM) ##f » ATRECRRETF <&
i~ BUIEREE ~ B AR
E’J;z% TPM A #fithaEsE
(L2 2 ~ RAEEALG 7
A RE i TR
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Thunderbolt AIC {58 1 3B GPIO G

(5-pin TB1) Thunderbolt ™ Fff /il IR
(FEZHEE 1 H - W9k 24) (AIC) % I H

FEEAX

165



166

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket
1151)

Desain Digi Power

Desain 10 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori
tanpa buffer

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2/PCIE4:satu pada x16
(PCIE2); dua pada x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))

* Jika PCIE3 atau PCIE5 digunakan, maka PCIE4 akan di-
downgrade ke mode x2.
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

3 x slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™
1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230
WiFi/BT dan Intel” CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.



B360 Pro4

Audio

LAN

Mendukung Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel”
Quick Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video
HD Technology, Intel® Insider", Intel” UHD Graphics
DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port
HDMI (memerlukan monitor yang kompatibel dengan
HDMI)

Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892 Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio
panel depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran

harus diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
Mendukung PXE
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

+ 2x Port Antena

+ 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

+ 1xPort D-Sub

+ 1xPort DVI-D

+ 1xPort HDMI

+ 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

+ 1x USB 3.1 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

+ 2xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan
LED SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

+ 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI,

dan Hot Plug*
* Jika M2_1 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_5 akan dinonaktifkan.
* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_0 akan dinonaktifkan.

1 Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xSoket M.2 (M2_2), mendukung modul M Key tipe
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan
modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology (hanya M2_1)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

+ 1 x Header Port COM

+ 1xHeader TPM

+ 1xHeader LED Daya dan Speaker

+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya
kipas maksimum 1A (12W).
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin

air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_FAN3/WP
dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang

digunakan.

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1
Genl) (Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

Penyesuaian Multivoltase DRAM, PCH 1,0V, VCCIO,
VCCST, VCCSA, VPPM

Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa
Air

Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/
EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

169



o]
Q
=3
Y
'd
Y
>
Q
o
=3
]
&2,
Y

170

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan
pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
ibatkan kerusakan k dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.

sistem, atau

1k )
e Y



B360 Pro4

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B360 Pro4, niezawodnej ptyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidna
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
zawartos$¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-
ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dal. powiadomienia. Jesli wy Jjest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartosc opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock B360 Pro4 (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skroécona instrukeja instalacji ASRock B360 Pro4

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock B360 Pro4

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdtczynnik ksztattu ATX

+ Konstrukeja kondensatorami stalymi

CPU - Obsluga 89 generacji procesoréw Intel” Core™ (Socket 1151)
- Digi Power design
» Sekgja zasilania 10 Power Phase Design
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset - Intel® B360

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4 x gniazda DDR4 DIMM

+ Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamiec¢
niebuforowana

+ Obsluga moduléw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

+ Obsluga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p poztacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo + 2x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2/PCIE4:pojedyncze w
rozszerzenia x16 (PCIE2); podwojne w x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
* Jedli jest zajete gniazdo PCIE3 lub PCIE5, PCIE4 bedzie
obstugiwal starszy tryb x2.
* Obsluga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
+ 3 x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
« Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX""!
+ 1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
i Intel* CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Grafika * Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s obstugiwane

wylgcznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.
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Audio

LAN

Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel* InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel* UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)
Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga trzech monitorow

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP z portami DVI-D i HDMI

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga audio Blu-ray Premium
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
Obstuga PXE

173



174

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechow-
ywanie

Ziacze

« 2Xx porty anteny

+ 1 x port myszy/klawiatury PS/2

+ 1xport D-Sub

« lxport DVI-D

« 1xport HDMI

+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1 xport USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ 1 xport USB 3.1 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ 2xporty USB 3.1 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

+ 6 xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_5.

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_0.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel” Optane™ (tylko M2_1)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

+ 1x zlgcze gléwkowe portu COM
+ 1xzlgcze gtéwkowe TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gtéwkowe glosnika
+ 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
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3 x zkgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).

* CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_FAN3/WP moze
automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy
lub 4-pinowy.

Funkcja BIOS .

Monitor .
sprzetu

System .
operacyjny
Certyfikaty .

1 x 24 pinowe ztgcze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zlgcze zasilania 12 V

1 x zlgcze audio na panelu przednim

1 x ztacze Thunderbolt AIC (5-pinowe)

2 x zlgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x porty gtéwkowe USB 3.1 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.1
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napigcia DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST,
VCCSA, VPPM

Wykrywanie temperatury: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE

Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com
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Nalezy pamigtac, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie
z regulacjg ieri w BIOS, iem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywac

na stabilnos¢ systemu lub nawet powod kodzenie komp i urzgdzen

systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za
51 TnA. 3 )

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowgq zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte”, a

nasadka zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

Y

“ ©

Short Open

Zworka usuwania danych 1_2 2_3

z pamieci CMOS m @m

(CLRMOS1) Domyélne  Usuniecie danych z pamigci CMOS

(sprawdz s.1, Nr 23)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki

do zwarcia pinéw pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢
danych z pamigci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane
jest usunigcie danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed
rozpoczeciem usuwania danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomié
system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamigta¢, ze haslo, data, czas i domyslny
profil uzytkownika zostang usunigte tylko po wyjeciu baterii CMOS.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtéwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi zlgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

ZYacze gtowkowe na pan- Do tego zlacza glowkowego
elu systemu

(9-pinowe PANELI)

mozna podlaczac przycisk

zasilania, przycisk reset i

(sprawdz s.1, Nr 15) 1 wskaznik stanu systemu
na obudowie, zgodnie z

HDLED- . .z P

HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.

Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pinow

plus i minus.

PWRBIN (Przycisk zasilania):
Podtgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku
mozliwosci wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wigczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie
sklada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego
modutu panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidlowo dopasowany
przydziat przewodow i pinéw.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza
zlacze glowkowe glosnika DUNIID ,\L,IJ:(\A MY gltowkowego diode LED
(7-pinowe SPK_PLED1) +5V | zasilania obudowy i glo$nik
(sprawdz s.1, Nr 12) Olololo obudowy .
g ielle)(e)
[
PLED+|
PLED+
PLED-
Z¥jcza Serial ATA3 Te sze$¢ zlgczy SATA3
(SATA3_0: obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 11 :‘>| mEnN $| dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_1: E l l E pamieci z szybkoscig transferu
sprawdz s.1, Nr 10 o == danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: RS E=Rs P . :
; e . * Jesli gniazdo M2_1 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 9) < < .
b b przez urzadzenie M.2 typu
(SATA3_3: o= =lon .
SATA, zostanie wylaczone
sprawdz s.1, Nr 8)
SATA3_5.
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 13) SATAS S SATAS 4 * Jesli gniazdo M2_2 jest zajete
[—— [—1I .
(SATA3_5: przez urzadzenie M.2 typu
sprawdz s.1, Nr 14) SATA, zostanie wylaczone
SATA3_0.
Z¥acza gtowkowe USB 2.0 UsB_PWR Na tej plycie gtownej znajduja

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 18)

(4-pinowe USB_5)
(sprawdz s.1, Nr 19)

sie dwa zlacza glowkowe USB
2.0.
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Zkacze gtowkowe USB 3.1
Genl
(19-pinowe USB3_3_4)

Veus Na tej ptycie gtdéwnej znajduje

j plycie glownej znajduj

Int#_PA_SSRX- maressRx: - sie jedno zlgcze glowkowe. To
IntA_PA_SSRX+ GND

eno maressoe - zlacze gtowkowe USB 3.1 Genl

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

(sprawdz s.1, Nr 7) apasene . moze obstugiwa¢ dwa porty.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Zlycze gtowkowe audio GNPDRE&E‘gCFEE#; To ztgcze gléwkowe stuzy do
panelu przedniego ‘ 7‘ OUT_RET podtaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) ol o przedniego panelu audio.
Iololololo
(sprawdz s.1, Nr 22) ‘ [ Tour2_1
J_SENSE
ourz R
MIC2_R
MIC2_L

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidtowo

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gléwkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

ZYacza wentylatora
obudowy/wentylatora
pompy wodnej
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 17)
(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 2)
(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 16)

43 21 Podlgcz przewody wentylatora
do zlgczy wentylatora i dopasuj

FAN_SPEED_CONTROL czarny przewod do styku masy.

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND



ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

B360 Pro4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11 pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V

(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy
podlaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i
pinu 5.

Zacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

RRXD1

To ztacze glowkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Ztycze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMSI)
(sprawdz s.1, Nr 20)

|

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

GND

LAD1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

2 E82%8 92
e z
O g< < ]
O x5 - +
o a

To zlacze obstuguje system Trusted
Platform Module (TPM), ktéry
moze bezpiecznie przechowywac
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta i
dane. System TPM pomaga takze
w zwigkszeniu zabezpieczenia
sieci, ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.
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Ztacze Thunderbolt AIC 1 Podlgcz dodatkowsq karte

(5-pinowe TBI) Thunderbolt™ (AIC) do tego
(sprawdz s.1, Nr 24) z1acza przez kabel GPIO.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard

Model Number : B360 Pro4

Conforms to the following specifications:
X FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Eﬂh“"

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CI-{

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B360 Pro4 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

XI RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
March 9, 2018
(Date)
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